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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Mehrschichtkdrpers mit einer Tragerlage und
einer auf und/oder in der Tragerlage ausgebildeten ein-
oder mehrschichtigen Dekorlage.

[0002] Optische Sicherheitselemente werden haufig
dazu verwendet, das Kopieren von Dokumenten oder
Produkten zu erschweren, um ihren Missbrauch, insbe-
sondere eine Falschung zu verhindern. So finden opti-
sche Sicherheitselemente Verwendung zur Sicherung
von Dokumenten, Banknoten, Kredit- und Geldkarten,
Ausweisen, Verpackungen hochwertiger Produkte und
dergleichen. Hierbei ist es bekannt, optisch variable Ele-
mente als optische Sicherheitselemente zu verwenden,
die mit herkdmmlichen Kopierverfahren nicht dupliziert
werden konnen. Esist auch bekannt, Sicherheitselemen-
te mit einer strukturierten Metallschicht auszustatten, die
in Form eines Textes, Logos oder eines sonstigen Mus-
ters ausgebildet ist.

[0003] Das Erzeugen einer strukturierten Metall-
schicht aus einer beispielsweise durch Sputtern oder
Aufdampfen flachig aufgebrachten Metallschicht erfor-
dert eine Vielzahl von Prozessen, insbesondere wenn
besonders feine Strukturen erzeugt werden sollen, die
eine hohe Falschungssicherheit aufweisen. Soist es bei-
spielsweise bekannt, eine vollflachig aufgebrachte Me-
tallschicht durch Positiv- oder Negativ-Atzen oder durch
Laser-Ablation partiell zu demetallisieren und damit zu
strukturieren. Alternativ dazu ist es mdoglich, Metall-
schichten mittels Verwendung von Bedampfungsmas-
ken bereits in strukturierter Form auf einen Trager auf-
zubringen.

[0004] Je mehr Fertigungsschritte zur Herstellung des
Sicherheitselements vorgesehen sind, desto groRere
Bedeutung erhalt die Passer- oder Registergenauigkeit
der einzelnen Verfahrensschritte, d.h. die Genauigkeit
der Positionierung der einzelnen Werkzeuge relativ zu-
einander bei der Bildung des Sicherheitselements in Be-
zug auf am Sicherheitselement bereits vorhandene
Merkmale oder Schichten oder Strukturen.

[0005] Das Dokument DE 10 2008 013 073 A1 offen-
bart ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen besonders schwer zu reproduzierenden Mehr-
schichtkérper und ein Verfahren zur Herstellung eines
solchen Mehrschichtkdrpers anzugeben.

[0007] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Her-
stellung eines Mehrschichtkdrpers, insbesondere eines
optischen Sicherheitselements oder eines optischen De-
korelements geldst, wobei bei dem Verfahren:

a) auf eine Tragerlage eine ein- oder mehrschichtige
erste Dekorlage aufgebracht wird;

b) mindestens eine Metallschicht auf der der Trager-
lage abgewandten Seite der ersten Dekorlage auf-
gebracht wird;
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c) die mindestens eine Metallschicht derart struktu-
riert wird, dass die Metallschicht in ein oder mehre-
ren ersten Zonen des Mehrschichtkorpers in einer
ersten Schichtdicke vorgesehen ist und in ein oder
mehreren zweiten Zonen des Mehrschichtkorpers in
einer von der ersten Schichtdicke unterschiedlichen
zweiten Schichtdicke vorgesehen ist, wobei insbe-
sondere die zweite Schichtdicke gleich null ist;

d) auf der der ersten Dekorlage abgewandten Seite
der Metallschicht eine ein- oder mehrschichtige
zweite Dekorlage aufgebracht wird;

e) die erste und/oder zweite Dekorlage unter Ver-
wendung der Metallschicht als Maske in einem ers-
ten Bereich des Mehrschichtkdrpers derart struktu-
riert wird, dass die erste und/oder zweite Dekorlage
in den ersten oder zweiten Zonen zumindest teilwei-
se entfernt wird.

[0008] Die Schritte a) bis e) des erfindungsgemafien
Verfahrens sind bevorzugt in der angegebenen Reihen-
folge auszufiihren.

[0009] Der Mehrschichtkorper kann, beispielsweise
als Etikett, Laminierfolie, HeiBpragefolie oder Transfer-
folie zur Bereitstellung eines optischen Sicherheitsele-
mentes verwendet werden, das zur Sicherung von Do-
kumenten, Banknoten, Kredit- und Geldkarten, Auswei-
sen, Verpackungen hochwertiger Produkte und derglei-
chen zum Einsatz kommt. Dabei kénnen die Dekorlagen
und die mindestens eine registergenau dazu angeord-
nete Metallschicht als optisches Sicherheitselement die-
nen.

[0010] Durchdie Erfindung wird die Ausbildung beson-
ders falschungssicherer Mehrschichtkdrper erzielt. Bei
dem Verfahren dient die Metallschicht wahrend der Her-
stellung des Mehrschichtkérpers als eine Maske, vor-
zugsweise als Belichtungsmaske fiir eine Belichtung,
d.h. die Photoaktivierung einer photoaktivierbaren
Schicht, die von der ersten und/oder zweiten Dekorlage
umfasst sein kann, oder als Maske zum Schutz der ersten
Zonen bzw. der zweiten Zonen beispielsweise vor einem
Lésemitteleingriff, und am fertigen Mehrschichtkdrper
zur Bereitstellung eines optischen Effekts. Die Metall-
schichterfiillt also mehrere, vollig unterschiedliche Funk-
tionen.

[0011] Die Strukturierung gemafR Schritt c) und/oder
Schritt ) kann hierbeiauch lediglich in einem Teilbereich
des Mehrschichtkdrpers erfolgen, der dann insbesonde-
re den ersten Bereich ausbildet.

[0012] Bevorzugt werden die erste und die zweite De-
korlage unter Verwendung der Metallschicht als Maske
in dem ersten Bereich derart strukturiert, dass die erste
und zweite Dekorlage jeweils in den ersten oder zweiten
Zonen zumindest teilweise entfernt werden oder dass
die Metallschicht unter Verwendung der ersten oder
zweiten Dekorlage als Maske strukturiert wird.

[0013] Hierdurch wird die registergenaue Strukturie-
rung der ersten Dekorlage, der zweiten Dekorlage und
der Metallschicht zueinander ohne zusétzlichen Einsatz
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von Registrierungseinrichtungen erzielt und eine sehr
prazise lagegenaue Strukturierung dieser Schichten re-
lativ zueinander ermdglicht.

[0014] Bei herkémmlichen Verfahren zum Erzeugen
einer Atzmaske mittels einer Maskenbelichtung, wobei
die Maske entweder als eine separate Einheit, z.B. als
eine separate Folie oder als eine separate Glasplat-
te/Glaswalze, oder als eine nachtraglich aufgedruckte
Schicht vorliegt, kann das Problem auftreten, dass durch
vorherige, insbesondere thermisch und/oder mecha-
nisch beanspruchende Prozessschritte hervorgerufene
lineare und/oder nichtlineare Verzige in dem Mehr-
schichtkérper durch eine Ausrichtung der Maske auf dem
Mehrschichtkérper nicht vollstandig Gber die gesamte
Flache des Mehrschichtkérpers ausgeglichen werden
kénnen, obwohl die Maskenausrichtung an vorhandenen
(meist an den horizontalen und/oder vertikalen Randern
des Mehrschichtkérpers angeordneten) Register- oder
Passermarken erfolgt. Die Toleranz schwanktdabei iber
die gesamte Flache des Mehrschichtkdrpers in einem
vergleichsweise groRen Bereich. Mit dem Verfahren wer-
denvorzugsweise die durch die Strukturierung der ersten
oder zweiten Dekorlage oder der Metallschicht definier-
ten ersten und zweiten Zonen, direkt oder indirekt als
Maske fiir die Strukturierung der tbrigen Schichten be-
nutzt, so dass diese Probleme vermieden werden.
[0015] Die als Dekorlage bzw. Metallschicht ausgebil-
dete Maske ist also allen nachfolgenden Prozessschrit-
ten des Mehrschichtkdrpers unterworfen, und folgt da-
durch automatisch allen durch diese Prozessschritte
eventuell hervorgerufenen Verzigen in dem Mehr-
schichtkorper selbst. Dadurch kénnen keine zusatzli-
chen Toleranzen, insbesondere auch keine zusatzlichen
Toleranzschwankungen, Uber die Flache des Mehr-
schichtkorpers auftreten, da das nachtragliche Erzeugen
einer Maske und das dadurch nétige moglichst register-
genaue nachtragliche Positionieren dieser vom bisheri-
gen Prozessverlauf unabhangigen Maske vermieden
wird. Die Toleranzen bzw. Registergenauigkeiten bei
dem erfindungsgemafen Verfahren liegen lediglich in
eventuell nicht absolut exakt ausgebildeten Randern der
ersten und zweiten Zonen sowie der Metallschicht be-
grundet, deren Qualitat durch das jeweils angewendete
Herstellungsverfahren bestimmt wird. Die Toleranzen
bzw. Registergenauigkeiten bei dem erfindungsgema-
Ren Verfahren liegen etwa im Mikrometerbereich, und
damit weit unterhalb des Auflésungsvermdgens des Au-
ges; d.h. das unbewaffnete menschliche Auge kann vor-
handene Toleranzen nicht mehr wahrnehmen.

[0016] Unter Register oder Registergenauigkeit ist die
lagengenaue Anordnung von Ubereinander liegenden
Schichten zu verstehen.

[0017] Eine Lage umfasst mindestens eine Schicht. Ei-
ne Dekorlage umfasst eine oder mehrere Dekor-
und/oder Schutzschichten, die insbesondere als Lack-
schichten ausgebildet sind. Die Dekorschichten kénnen
vollflachig oder in musterférmig strukturierter Form auf
der Tragerlage angeordnet sein.
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[0018] Wennim Folgenden eine Anordnung eines Ge-
genstands in der ersten Zone und/oder der zweiten Zone
beschrieben wird, so ist darunter zu verstehen, dass der
Gegenstand so angeordnet ist, dass der Gegenstand
und die erste und/oder der zweite Zone senkrecht zur
Ebene der Tragerlage gesehen Uberlappen.

[0019] Die mindestens eine Metallschicht kann aus ei-
ner einzigen Metallschicht oder aus einer Abfolge von
zwei oder mehreren Metallschichten, vorzugsweise un-
terschiedlichen Metallschichten, bestehen. Als Metall fr
die Metallschichten wird vorzugsweise Aluminium, Kup-
fer, Gold, Silber oder eine Legierung aus diesen Metallen
verwendet.

[0020] Es ist weiter vorteilhaft, wenn in Schritt ¢), d.h.
zur Strukturierung der Metallschicht, eine mittels elektro-
magnetischer Strahlung aktivierbare erste Resistschicht
auf die der ersten Dekorlage abgewandte Seite der Me-
tallschicht aufgebracht wird und die erste Resistschicht
unter Verwendung einer Belichtungsmaske mittels be-
sagter elektromagnetischer Strahlung belichtet wird. An-
schlieRend folgen dann vorzugsweise weitere Schritte
zur Strukturierung der Metallschicht, wie beispielsweise
Entwickeln, Atzen und Strippen.

[0021] Es ist vorteilhaft, wenn im Folgenden wie folgt
verfahren wird: Die im Schritt d) aufgebrachte zweite De-
korlage umfasst eine oder mehrere zweite mittels elek-
tromagnetischer Strahlung aktivierbare, gefarbte Resist-
schichten. In Schritt e) werden die eine oder mehreren
zweiten, gefarbten Resistschichten mittels besagter
elektromagnetischer Strahlung von der Seite der Trager-
lage her belichtet, wobei die Metallschicht als Belich-
tungsmaske dient. Auf diese Weise kann die zweite De-
korlage im perfekten Register zur Metallschicht struktu-
riert werden.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
umfassen die eine oder mehreren zweiten, gefarbten Re-
sistschichten mindestens zwei unterschiedliche Farbmit-
tel oder Farbmittel unterschiedlicher Konzentration ent-
haltende Resistschichten. Eine oder mehrere der ein
oder mehreren zweiten, gefarbten Resistschichten kon-
nen dabei mittels eines Druckverfahrens jeweils muster-
formig aufgebracht werden. Diese gefarbten Resist-
schichten werden hierbei bevorzugt musterférmig zur
Ausbildung eines ersten Motivs ausgebildet.

[0023] Esistbesonders vorteilhaft, wenn die erste Re-
sistschicht in Schritt c) von Seiten der Tragerlage her
belichtet wird, wobei die Maske zum Belichten der ersten
Resistschicht durch die erste Dekorlage gebildet wird.
Die erste Dekorlage weist hierzu senkrecht zur Ebene
der Tragerlage gesehen in dem ersten Bereich in den
ein oder mehreren ersten Zonen einen ersten Transmis-
sionsgrad und in den ein oder mehreren zweiten Zonen
einen im Vergleich zu dem ersten Transmissionsgrad
gréReren zweiten Transmissionsgrad auf, wobei die be-
sagten Transmissionsgrade sich vorzugsweise auf eine
elektromagnetische Strahlung mit einer flr eine Photo-
aktivierung der ersten Resistschicht geeigneten Wellen-
lange beziehen.
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[0024] Bei der Belichtung der photoaktivierbaren
Schicht mittels der besagten elektromagnetischen Strah-
lung von der der photoaktivierbaren Schicht abgewand-
ten Seite der Tragerlage her durch die erste Dekorlage
hindurch wirkt also die erste Dekorlage als eine Belich-
tungsmaske, da diese in der ersten Zone einen Trans-
missionsgrad aufweist, der gegenliber dem Transmissi-
onsgrad der zweiten Zone erniedrigt ist. Weiter erfolgt
die Durchbelichtung durch die Metallschicht und damit
die zu strukturierende Schicht.

[0025] Es istferner zweckmaRig, wenn auf einen Teil-
bereich der Metallschicht, in welchem keine erste Resist-
schicht vorgesehen ist, partiell eine insbesondere ge-
farbte Atzresistschicht aufgebracht wird. Durch die Atz-
resistschicht kann in diesem Teilbereich bei einem spa-
teren Atzvorgang die Metallschicht unabhéngig von der
Belichtung der ersten Resistschicht strukturiert werden,
wodurch weitere grafische Effekte erzielt werden kén-
nen. Vorzugsweise besteht die Atzresistschicht dabei
aus Polyvinylchlorid.

[0026] Auch die erste Dekorlage erflllt hier mehrere,
vollig unterschiedliche Funktionen, namlich die Funktion
einer Belichtungsmaske sowie die Bereitstellung einer
optischen Information.

[0027] Vorzugsweise ist die erste Dekorlage so aus-
gebildet, dass ein Betrachter eines mittels des Mehr-
schichtkoérpers dekorierten Gegenstands die mindestens
eine Metallschicht durch die erste Dekorlage hindurch
betrachten kann. Daflr kann die erste Dekorlage bei-
spielsweise transparent oder transluzent sein. Weiter ist
es auch mdglich, dass die erste Dekorlage ein (farbiges)
zweites, flirden menschlichen Betrachter sichtbares Mo-
tiv ausbildet, welches unabhangig von den ersten und
zweiten Zonen gestaltet ist. Daflr kann die erste Dekor-
lage beispielsweise transparent oder transluzent einge-
farbt sein.

[0028] Durch die Verwendung der ersten Dekorlage
als Belichtungsmaske wird die erste Resistschicht pas-
sergenau zu den ersten und zweiten Zonen des Mehr-
schichtkorpers strukturiert, d.h. die Strukturen der struk-
turierten ersten Resistschicht sind im Register zu den
ersten und zweiten Zonen der Dekorlage angeordnet.
Daruber hinaus wird gemaR dieser Ausfiihrungsform des
Verfahrens die mindestens eine Metallschicht passerge-
nau zu der Resistschicht strukturiert. Das Verfahren er-
laubt also die Ausbildung von mindestens vier zueinan-
der passergenau ausgebildeten Schichten: der ersten
Dekorlage, der ersten Resistschicht, der mindestens ei-
nen Metallschicht und der zweiten Dekorlage. Als Ergeb-
nis des Verfahrens weist der Mehrschichtkorper die Me-
tallschicht sowie die beiden Dekorlagen registergenau in
der ersten Zone oder in der zweiten Zone des Mehr-
schichtkorpers auf.

[0029] Durch die Verwendung der ersten Dekorlage
als Belichtungsmaske fiir die erste Resistschicht bzw.
der Metallschicht als Belichtungsmaske fiir eine gege-
benenfalls von der zweiten Dekorlage umfasste zweite
Resistschicht ergibt sich zwangslaufig eine vollkommene
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Registergenauigkeit der jeweiligen Belichtungsmaske zu
der Metallschicht bzw. der zweiten Dekorlage, d.h. die
erste Dekorlage und die strukturierte Metallschicht selbst
fungieren zumindest bereichsweise als Belichtungsmas-
ken. Die erste Dekorlage bzw. die Metallschicht und die
Belichtungsmaske bilden also jeweils eine gemeinsame
funktionale Einheit. Durch das ebenso einfache wie ef-
fektive Verfahren entsteht ein erheblicher Vorteil gegen-
Uber herkébmmlichen Verfahren, in denen eine separate
Belichtungsmaske in Register zu Schichten des Mehr-
schichtkoérpers gebracht werden muss, wobei sich in der
Praxis Registerabweichungen in den wenigsten Fallen
ganz vermeiden lassen.

[0030] Es ist mdglich, dass die erste Dekorlage eine
erste Lackschicht umfasst, die in der ersten Zone mit
einer ersten Schichtdicke und in der zweiten Zone ent-
weder nicht oder mit einer im Vergleich zu der ersten
Schichtdicke kleineren zweiten Schichtdicke auf der Tra-
gerlage angeordnet wird, so dass die erste Dekorlage in
der Zone den besagten ersten Transmissionsgrad und
in der zweiten Zone den besagten zweiten Transmissi-
onsgrad aufweist. Hierdurch wird auf einfache Weise die
Maskenfunktion der ersten Dekorlage verwirklicht.
[0031] Die Lackschichten kénnen dabei besonders
einfach durch ein Druckverfahren, beispielsweise Tief-
druck, Offsetdruck, Siebdruck, Tintenstrahldruck, mus-
terférmig aufgebracht werden, so dass sowohl die Mas-
kenfunktion als auch der gewiinschte optische Effekt ver-
wirklicht werden.

[0032] Um vielfaltige optische Effekte bzw. Sicher-
heitsmerkmale verwirklichen zu kdnnen, ist es ferner vor-
teilhaft, wenn die Lackschichten einen UV-Absorber
und/oder ein Farbmittel enthalten.

[0033] Es hat sich bei den Verfahrensvarianten, die
eine Belichtung durch die erste Dekorlage hindurch um-
fassen, als vorteilhaft herausgestellt, die Dicke und das
Material der ersten Dekorlage so zu wahlen, dass der
erste Transmissionsgrad gréRer als Null ist. Die Dicke
und das Material der ersten Dekorlage sind so gewahlt,
dass elektromagnetische Strahlung mit der fiir die Pho-
toaktivierung geeigneten Wellenlange die erste Dekor-
lage in der ersten Zone teilweise durchdringt. Die durch
die erste Dekorlage ausgebildete Belichtungsmaske ist
also in der ersten Zone strahlungsdurchlassig ausgebil-
det.

[0034] Es hat sich bewahrt, wenn die Dicke und das
Material der ersten Dekorlage so gewahlt wird, dass das
Verhaltnis zwischen dem zweiten und dem ersten Trans-
missionsgrad gleich oder grof3er als 2 ist. Das Verhaltnis
zwischen dem ersten und dem zweiten Transmissions-
grad liegt vorzugsweise bei 1:2, auch als Kontrast 1:2
bezeichnet. Ein Kontrast von 1:2 ist um mindestens eine
GroéRenordnung geringer als bei herkdbmmlichen Mas-
ken. Es war bisher nicht gebrauchlich, fir Belichtung ei-
ner Resistschicht eine Maske zu verwenden, die einen
derart geringen Kontrast wie die hier beschriebene vor-
zugsweise verwendete erste Dekorschicht aufweist. Bei
einer Belichtung eines Resists mit einer herkdmmlichen
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Maske (z.B. einer Chrommaske) liegen opake (OD>2)
und voéllig transparente Bereiche vor; die Maske weist
also einen hohen Kontrast auf. Eine herkdmmliche Alu-
minium-Maske weist einen typischen Kontrast von 1:100
auf, da der typische Transmissionsgrad einer Alumini-
umschicht bei Werten um 1% liegt, entsprechend einer
optischen Dichte (= OD) von 2,0. DerTransmissionsgrad
(= T) und die OD sind miteinander verknipft wie folgt:
T=10°D (d.h. OD=0 entspricht T=100%; OD=2 ent-
spricht T=1 %; OD=3 entspricht T=0,1 %). Im Gegensatz
zu den herkdmmlichen Belichtungsverfahren wird die
Resistschicht nicht nur durch eine Maske mit geringem
Kontrast (= Dekorlage), sondern auch durch die Metall-
schicht hindurch belichtet.

[0035] Derdurch die ersten Zonen hindurch belichtete
Bereich der photoaktivierbaren ersten Resistschicht
(kleinerer Transmissionsgrad) wird vorzugsweise in ei-
nem geringeren Mal3e aktiviert als der durch die zweiten
Zonen hindurch belichtete Bereich der photoaktivierba-
ren ersten Resistschicht (groRerer Transmissionsgrad).
Die erste Resistschicht kann dabei temporar wahrend
der Herstellung des Mehrschichtkérpers auf die Metall-
schicht aufgetragen werden, wo sie zur Strukturierung
der Metallschicht dient, oder aber auch Bestandteil der
zweiten Dekorlage sein oder zur Strukturierung der zwei-
ten Dekorlage dienen.

[0036] Es hat sich bewahrt, wenn die Dicke und das
Material der ersten Dekorlage so gewahlt wird, dass die
elektromagnetische Strahlung, gemessen nach einem
Durchgang durch ein Schichtpaket bestehend aus der
Tragerlage und der Dekorlage, in der ersten Zone einen
Transmissionsgrad von ca.0% bis 30%, bevorzugt von
ca. 1% bis 15% und in der zweiten Zone einen Trans-
missionsgrad von ca. 60% bis 100%, bevorzugt von ca.
70% bis 90% aufweist. Bevorzugt werden die Transmis-
sionsgrade aus diesen Wertebereichen so gewahlt, dass
sich ein Kontrast von 1:2 ergibt.

[0037] GemaR einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel
wird die erste Resistschicht in Schritt ¢) von der der Tra-
gerlage abgewandten Seite her belichtet, wobei zum Be-
lichten der ersten Resistschicht eine Maske zwischen
der ersten Resistschicht und einer Lichtquelle, die zum
Belichten eingesetzt wird, angeordnet wird. Die Maske
weist senkrecht zur Ebene der Tragerlage gesehen in
dem ersten Bereich in den ein oder mehreren ersten Zo-
nen einen ersten Transmissionsgrad und in den ein oder
mehreren zweiten Zonen einen im Vergleich zu dem ers-
ten Transmissionsgrad groReren zweiten Transmissi-
onsgrad auf, wobei sich die besagten Transmissionsgra-
de vorzugsweise auf eine elektromagnetische Strahlung
mit einer fir eine Photoaktivierung der ersten Resist-
schicht geeigneten Wellenléange beziehen.

[0038] Da in diesem Verfahrensstadium noch keine
Strukturen in den Mehrschichtkérper eingebracht sind,
kann eine externe Maske verwendet werden, ohne dass
es zu Registerproblemen kommen kann. Die mittels der
externen Maske erzeugten Strukturen in der Metall-
schicht wirken dann spater auf die beschriebene Weise
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selbst als Maske fur die Erzeugung weiterer, passerge-
nauer Strukturen in der ersten und/oder zweiten Dekor-
schicht.

[0039] Es hat sich bewahrt, wenn zur Ausbildung der
photoaktivierbaren Schichten, insbesondere der mittels
elektro-magnetischer Strahlung aktivierten ersten
und/oder zweiten Resistschicht, ein positiver Photoresist
verwendet wird, dessen Ldslichkeit bei einer Aktivierung
durch Belichten zunimmt, oder ein negativer Photoresist
verwendet wird, dessen Léslichkeit bei einer Aktivierung
durch Belichten abnimmt. Als Belichten bezeichnet man
die selektive Bestrahlung einer photoaktivierbaren
Schicht durch eine Belichtungsmaske hindurch mit dem
Ziel, die Loslichkeit der photoaktivierbaren Schicht durch
eine fotochemische Reaktion lokal zu verandern. Nach
der Art der fotochemisch erzielbaren Léslichkeitsveran-
derung unterscheidet man folgende photoaktivierbaren
Schichten, die als Fotolacke ausgebildet sein kénnen:
Bei einem ersten Typ von photoaktivierbaren Schichten
(z.B. Negativlack; engl. "negative resist") nimmt deren
Léslichkeit durch Belichten im Vergleich zu unbelichteten
Zonen der Schicht ab, beispielsweise weil das Licht zum
Ausharten der Schicht fihrt; bei einem zweiten Typ von
photoaktivierbaren Schichten (z.B. Positivlack; engl. "po-
sitive resist") nimmt deren L&slichkeit durch Belichten im
Vergleich zu unbelichteten Zonen der Schicht zu, bei-
spielsweise weil das Licht zum Zersetzen der Schicht
flhrt.

[0040] Weiter hat es sich bewahrt, wenn die erste
und/oder zweite Resistschicht bei Verwendung eines po-
sitiven Photoresists in der zweiten Zone oder bei Ver-
wendung eines negativen Photoresists in der ersten Zo-
ne entfernt wird. Dies kann durch ein Losemittel wie eine
Lauge oder Saure erfolgen. Bei Verwendung eines po-
sitiven Photoresists hat der starker belichtete zweite Be-
reich der Resistschichtin den ein oder mehreren zweiten
Zonen eine hdhere Léslichkeit als der geringer belichtete
erste Bereich der Resistschichtin den ein oder mehreren
ersten Zonen. Daher |16st ein Losemittel das Material der
Resistschicht (positiver Photoresist), das in der zweiten
Zone angeordnet ist, schneller und besser als das Ma-
terial der Resistschicht, das in der ersten Zone angeord-
net ist. Durch die Verwendung eines Ldsemittels kann
die Resistschicht also strukturiert werden, d.h. die Re-
sistschicht wird in der zweiten Zone entfernt, aber bleibt
in der ersten Zone erhalten.

[0041] Die erste Resistschicht wird anschlieRend vor-
zugsweise als Atzmaske fiir einen Atzschritt verwendet,
durch den die nicht mit der ersten Resistschicht bedeck-
ten Bereiche der Metallschicht oder eine der Metall-
schichten entfernt werden. AnschlieRend kann die erste
Resistschicht gestrippt, d.h. entfernt werden.

[0042] Es ist vorteilhaft, wenn fir die Belichtung der
ersten und/oder zweiten Resistschicht UV-Strahlung ver-
wendet wird, vorzugsweise mit einem Strahlungsmaxi-
mum im Bereich von 365 nm. Die Transmissionseigen-
schaften der als Maske verwendeten Dekorschicht kdn-
nen damit im ultravioletten Bereich anders sein als im
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visuellen Bereich. Damit ist die Struktur der Maske nicht
abhangig von dem visuell wahrnehmbaren optischen Ef-
fekt der durch die Dekorschichten erzielt werden soll. Im
Bereich von 365 nm ist zudem PET (= Polyethylentere-
phthalat), das einen wesentlichen Bestandteil der Tra-
gerlage bilden kann, transparent. Im Bereich dieser Wel-
lenlénge liegt das Maximum der Emission eines Queck-
silber-Hochdruckstrahlers.

[0043] Es ist moglich, dass die erste und/oder zweite
Resistschicht eine Dicke im Bereich von 0,3 pm bis 0,7
pm aufweist.

[0044] In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs-
form der Erfindung wird Schritt ¢) nach Schritt d) durch-
gefuihrt und in Schritt ¢) die Metallschicht unter Verwen-
dung der zweiten Dekorlage als Maske, insbesondere
durch Aufbringen eines Atzmittels und Entfernen der
nicht durch die Maske geschiitzten Bereiche der Metall-
schicht, strukturiert. In Schritt e) wird dann die erste De-
korlage unter Verwendung der Metallschicht als Maske,
insbesondere durch Aufbringen eines Ldsungsmittels
und Entfernen der nicht von der Maske geschitzten Be-
reiche der ersten Dekorlage, strukturiert.

[0045] Die zweite Dekorlage hat hier neben der durch
die Einfarbung erzielten optischen Funktion also eine Zu-
satzfunktion als Maske, anhand derer nachfolgend die
passergenaue Strukturierung der Metallschicht erfolgt.
Somit kann ohne die Verwendung externer Masken eine
perfekte Registerhaltigkeit zwischen der zweiten Dekor-
lage und der Metallschicht erzielt werden, so dass sich
die Strukturen der beiden Schichten exakt Gberdecken.
Gleichzeitig kommt diese Ausfiihrungsform ohne Belich-
tungs- und Entwicklungsschritte aus, so dass sich eine
besonders einfache Verfahrensfiihrung ergibt. Nachdem
die Metallschicht anhand der zweiten Dekorlage struktu-
riert wurde, kann die Metallschicht wiederum als Maske
fur die Strukturierung der ersten Dekorlage verwendet
werden, beispielsweise indem die nicht von der Metall-
schicht abgedeckten Zonen der ersten Dekorlage durch
ein Lésemittel entfernt werden.

[0046] Es istferner vorteilhaft, wenn die zweite Dekor-
lage durch Drucken musterférmig aufgebracht wird, wo-
bei die zweite Dekorlage in den ersten Zonen mit einer
dritten Schichtdicke vorgesehen ist und in den zweiten
Zonen miteiner von der dritten Schichtdicke unterschied-
lichen vierten Schichtdicke vorgesehen ist, wobei insbe-
sondere die vierte Schichtdicke gleich null ist. Hierdurch
kénnen auf einfache Weise sowohl die Maskenfunktion
als auch der gewtinschte optische Effekt der zweiten De-
korlage verwirklicht werden.

[0047] In einer weiteren vorteilhaften Ausfiihrungs-
form ist die zweite Dekorlage gegenulber einem zum
Strukturieren der Metallschicht verwendeten Atzmittel
sowie gegenuber einem zum Strukturieren der ersten
Dekorlage verwendeten Losemittel bestandig. Damit
kann die zweite Dekorlage sowohl als Schutzmaske zum
Strukturieren der Metallschicht als auch zum Strukturie-
ren der ersten Dekorlage dienen.

[0048] Es istferner vorteilhaft, wenn die zweite Dekor-
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lage ein oder mehrere farbige Schichten umfasst, welche
insbesondere durch ein Druckverfahren aufgebracht
werden.

[0049] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
werden die erste Resistschicht und/oder nicht durch die
Metallschicht geschiitzte Bereiche der ersten Dekorlage
durch ein Losungsmittel entfernt. Eine bevorzugte Aus-
fuhrung sieht vor, die Resistschicht wahrend des Arbeits-
schrittes zum Strukturieren der Metallschicht oder in ei-
nem separaten, darauf folgenden, spateren Arbeits-
schritt ebenfalls weitgehend vollstandig zu entfernen
("strippen"). Dabei kann durch eine Verringerung der An-
zahl Ubereinander liegender Schichten in dem Mehr-
schichtkorper dessen Bestandigkeit und Haltbarkeit er-
héht werden, da Haftungsprobleme zwischen angren-
zenden Schichten minimiert werden. Weiterhin kann das
optische Erscheinungsbild des Mehrschichtkérpers ver-
bessert werden, da nach Entfernen der Resistschicht,
welche insbesondere eingefarbt und/oder nicht vollstan-
dig transparent, sondern nur transluzent oder opak sein
kann, die darunter liegenden Bereiche wieder frei liegen.
Fur spezielle Anwendungen ohne besonders hohe An-
forderungen an die Bestandigkeit oder das optische Er-
scheinungsbild ist es jedoch auch mdglich, die erste Re-
sistschicht auf der strukturierten Schicht zu belassen.
[0050] Es hatsich bewahrt, wenn im Schritt c) die nicht
durch die erste Resistschicht und/oder die zweite Dekor-
lage geschiitzten Zonen der Metallschicht durch ein Atz-
mittel entfernt werden. Dies kann durch ein Atzmittel wie
eine Saure oder Lauge erfolgen. Es ist bevorzugt, wenn
das bereichsweise Entfernen der Resistschicht in dem
jeweiligen Bereich und der dadurch freigelegten Berei-
che der Metallschicht Schicht in demselben Verfahrens-
schritt erfolgt. Dies kann in einfacher Weise durch ein
Losemittel/Atzmittel wie eine Lauge oder Saure erreicht
werden, das in der Lage ist, sowohl die Resistschicht -
bei einem positiven Resist im belichteten Bereich, bei
einem negativen Resist im unbelichteten Bereich - als
auch die zu strukturierende Schicht zu entfernen, d.h.
beide Materialien angreift. Dabei muss die Resistschicht
so ausgebildet sein, dass sie dem zum Entfernen der zu
strukturierenden Schicht eingesetzten Lése- bzw. Atz-
mittel bei Verwendung eines positiven Resists im unbe-
lichteten Bereich, bei Verwendung eines negativen Re-
sists im belichteten Bereich zumindest eine ausreichen-
de Zeitlang, d.h. fiir die Einwirkzeit des Losemittels bzw.
Atzmittels widersteht.

[0051] Eshatsichfernerbewahrt, wenndie Tragerlage
auf der der ersten Dekorlage zugewandten Seite min-
destens eine funktionelle Schicht, insbesondere eine Ab-
I6seschicht und/oder eine Schutzlackschicht, umfasst.
Dies istinsbesondere bei Verwendung der Mehrschicht-
folie als eine Transferfolie vorteilhaft, bei der die funkti-
onelle Schicht ein problemloses Ablésen der Tragerlage
von einer Ubertragungslage, die zumindest eine Schicht
der ersten und zweiten Dekorlage und die Metallschicht
umfasst, ermoéglicht

Es ist weiter vorteilhaft, wenn die erste und/oder zweite
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Dekorlage eine Replizierlackschichtumfassen, in welche
ein Oberflachenrelief abgeformt ist, und/oder dass in die
der ersten Dekorlage zugewandte Oberflache der Tra-
gerlage ein Oberflachenrelief abgeformt ist.

[0052] Bevorzugt umfasst das Oberflachenrelief eine
diffraktive Struktur vorzugsweise mit einer Spatialfre-
quenz zwischen 200 und 2000 Linien/mm, insbesondere
ein Hologramm, ein Kinegram®, ein Lineargitter oder ein
Kreuzgitter, eine Beugungsstruktur Nullter Ordnung, ins-
besondere mit einer Spatialfrequenz von mehr als 2000
Linien/mm, ein Blaze-Gitter, eine refraktive Struktur, ins-
besondere ein Mikrolinsenfeld oder eine retroreflektie-
rende Struktur, eine optische Linse, eine Freiformfla-
chen-Struktur umfasst, und/oder eine Mattstruktur, ins-
besondere eine isotrope oder anisotrope Mattstruktur.
Unter Mattstruktur wird eine Struktur mit Licht streuenden
Eigenschaften bezeichnet, welche vorzugsweise Uber
ein stochastisches Oberflachenmattprofil verfigt. Matt-
strukturen weisen vorzugsweise eine Relieftiefe (Peakto-
Valley, P-V) zwischen 100 nm und 5000 nm, weiter be-
vorzugt zwischen 200 nm und 2000 nm auf. Mattstruk-
turen weisen vorzugsweise eine Oberflachenrauigkeit
(Ra) zwischen 50 nm und 2000 nm, weiter bevorzugt
zwischen 100 nm und 1000 nm auf. Der Matteffekt kann
entweder isotrop, d.h. gleich unter allen Azimutwinkeln,
oder anisotrop, d.h. variierend bei verschiedenen Azi-
mutwinkeln, sein.

[0053] UntereinerReplizierschichtwird allgemein eine
oberflachlich mit einer Reliefstruktur herstellbare Schicht
verstanden. Darunter fallen beispielsweise organische
Schichten wie Kunststoff- oder Lackschichten oder an-
organische Schichten wie anorganische Kunststoffe
(z.B. Silikone), Halbleiterschichten, Metallschichten
usw., aber auch Kombinationen daraus. Esist bevorzugt,
dass die Replizierschicht als eine Replizierlackschicht
ausgebildet ist. Zur Ausbildung der Reliefstruktur kann
eine strahlungshartbare oder warmehartbare (thermo-
setting) Replizierschicht oder eine thermoplastische Re-
plizierlackschicht aufgebracht werden, ein Relief in die
Replizierschicht abgeformt werden und die Replizier-
schicht ggf. mit dem darin eingepragten Relief ausgehar-
tet werden.

[0054] Es ist weiter vorteilhaft, wenn nach dem Struk-
turieren der Metallschicht eine Ausgleichsschicht aufge-
brachtwird, welche insbesondere auf den der Tragerlage
abgewandten Oberflachenbereichen der ersten Dekor-
lage, der zweiten Dekorlage und/oder der Tragerlage
aufliegt.

[0055] Es ist bevorzugt, wenn nach der Strukturierung
der Metallschicht die Metallschicht und die erste Resist-
schicht in dem ersten oder der zweiten Zone entfernt ist
und in dem anderen Bereich vorhanden ist, bzw. bei den
entsprechenden Verfahrensvarianten in den von der
zweiten Resistschicht geschitzten Zonen vorhanden
und im restlichen Bereich entfernt ist. Durch Aufbringen
der Ausgleichsschicht kdnnen vertiefte Bereiche/Vertie-
fungen der Metallschicht, der ersten Dekorlage und/oder
der zweiten Dekorlage zumindest teilweise ausgefiillt
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werden. Es ist moglich, dass durch Aufbringen der Aus-
gleichsschicht auch vertiefte Bereiche/Vertiefungen der
ersten oder zweiten Resistschicht zumindest teilweise
ausgefiillt werden. Die Ausgleichsschicht kann eine oder
mehrere verschiedene Schichtmaterialien umfassen.
Die Ausgleichsschicht kann als eine Schutz- und/oder
Klebe- und/oder Dekorschicht ausgebildet sein.

[0056] Es ist moglich, dass auf die von der Tragerlage
abgekehrte Seite der Ausgleichsschichteine Haftvermitt-
lungsschicht (Klebeschicht) aufgetragen wird, die auch
in sich mehrschichtig ausgebildet sein kann. Damit kann
derals eine Laminierfolie oder Transferfolie ausgebildete
Mehrschichtkdérper mit einem an die Haftvermittlungs-
schicht angrenzenden Zielsubstrat verbunden werden,
z.B. in einem HeilRprage- oder IMD-Verfahren (IMD = In-
Mould Decoration). Das Zielsubstrat kann beispielsweise
Papier, Pappe, Textil oder ein anderer Faserstoff, oder
ein Kunststoff oder ein Verbundstoff aus beispielsweise
Papier, Pappe, Textil und Kunststoff und dabei flexibel
oder Uiberwiegend starr sein.

[0057] Vorzugsweise wird auf die der Tragerlage ab-
gewandte Seite des Mehrschichtkdrpersein Schutzlack
auf den Mehrschichtkdérper aufgetragen. Dies schitzt
den Mehrschichtkérper vor Umwelteinflissen und me-
chanischen Manipulationen.

[0058] Esistweitervorteilhaft, wenn die erste und/oder
zweite Dekorlage durch Belichtung gebleicht wird. Damit
werden eventuell noch vorhandene photoreaktive Sub-
stanzen in den nicht belichteten Zonen des Mehrschicht-
korpers zur Reaktion gebracht und ein spateres unkon-
trolliertes Bleichen verhindert. Auf diese Art wird ein be-
sonders farbstabiler Mehrschichtkdrper erhalten.

[0059] Vorzugsweise umfasst der Mehrschichtkorper
eine insbesondere vollflachige Tragerlage. Die Trager-
lage muss fur die bei dem jeweiligen Belichtungsschritt
eingesetzte Strahlung durchlassig sein. Bei den folgen-
den Tragermaterialien ist es auch mdglich, elektromag-
netische Strahlung mit einer Wellenlange im Bereich von
254 bis 314 nm zu verwenden: olefinisches Tragerma-
terial wie PP (= Polypropylen) oder PE (= Polyethylen),
Tragermaterial auf PVC- und PVC-Copolymer-Basis,
Tragermaterial auf Basis von Polyvinylalkohol und Poly-
vinylacetat, Polyestertrager auf Basis aliphatischer Roh-
stoffe.

[0060] Es ist moglich, dass die Tragerlage eine ein-
oder mehrschichtige Tragerfolie aufweist. Eine Dicke der
Tragerfolie der erfindungsgemaRen Mehrschichtkorpers
im Bereich von 12 bis 100 uwm hat sich bewahrt. Als Ma-
terial fur die Tragerfolie kommt beispielsweise PET, aber
auch andere Kunststoffmaterialien, wie PMMA (= Poly-
methylmethacrylat) in Frage.

[0061] Besonders zweckmaRig ist es, wenn die erste
Dekorlage senkrecht zur Ebene der Tragerlage gesehen
in der ersten Zone einen ersten Transmissionsgrad und
in der zweiten Zone einen im Vergleich zu dem ersten
Transmissionsgrad groReren zweiten Transmissions-
grad aufweist, wobei sich die besagten Transmissions-
grade auf eine elektromagnetische Strahlung im visuel-
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len und/oder ultravioletten und/oder infraroten Spektrum
beziehen. Wie bereits anhand des Verfahrens erlautert,
kann eine solche erste Dekorlage selbst als Belichtungs-
maske fir die Strukturierung der Metallschicht dienen,
so dass sich ein Mehrschichtkdrper mit einer besonders
registergenauen Schichtanordnung ergibt.

[0062] Weiterist es moglich, dass die zweite Dekorla-
gein der ersten Zone oder der zweiten Zone mindestens
eine mittels der besagten elektromagnetischen Strah-
lung photoaktivierte Resistschicht aufweist, wobei die
mindestens eine Metallschicht und die Resistschicht
passergenau zueinander ausgerichtet sind.

[0063] Es ist moglich, dass die erste und/oder zweite
Dekorlage ein oder mehrere Schichten umfasst, die mit
mindestens einem opaken und/oder mindestens einem
transparenten Farbmittel eingefarbt sind, das zumindest
in einem Wellenlangenbereich des elektromagnetischen
Spektrums farbig oder farberzeugend ist, insbesondere
bunt farbig oder bunt farberzeugend ist, insbesondere
dass ein Farbmittel in einer oder mehreren der Schichten
der ersten und/oder zweiten Dekorlage enthalten ist, das
aullerhalb des sichtbaren Spektrums angeregt werden
kann und einen visuell erkennbaren farbigen Eindruck
erzeugt. Esistbevorzugt, wenn die erste und/oder zweite
Dekorlage fiir sichtbares Licht mit einer Wellenlange in
einem Bereich von ungefahr 380 bis 750 nm zumindest
teilweise durchlassig ist.

[0064] Es ist moglich, dass die erste und/oder zweite
Dekorlage mit mindestens einem Pigment oder mindes-
tens einem Farbmittel der Farbe Cyan, Magenta, Gelb
(Yellow) oder Schwarz (Black) (CMYK = Cyan Magenta
Yellow Key; Key: Schwarz als Farbtiefe) oder der Farbe
Rot, Griin oder Blau (RGB), insbesondere zum Erzeugen
einer subtraktiven Mischfarbe, eingefarbt ist, und/oder
mit mindestens einem rot und/oder griin und/oder blau
fluoreszierenden strahlungsanregbaren Pigment oder
Farbstoff versehen ist und dadurch insbesondere eine
additive Mischfarbe bei Bestrahlung erzeugt werden
kann. Alternativ zu einer Mischfarbe kdnnen auch Pig-
mente oder Farbstoffe Verwendung finden, die eine spe-
zifische, vorgemischte als Sonderfarbe oder als Farbe
aus einem speziellen Farbsystem (z.B. RAL, HKS, Pan-
tone®) erzeugen, beispielsweise Orange oder Violett.
[0065] Dadurch erfiillt die erste Dekorlage bei den Ver-
fahrensvarianten, bei denen eine Belichtung durch die
erste Dekorlage hindurch erfolgt, eine doppelte Funktion.
Einerseits dient die erste Dekorlage als Belichtungsmas-
ke zur Ausbildung mindestens einer Metallschicht, die
registergenau zu der ersten und zweiten Zone des Mehr-
schichtkérpers angeordnet ist. Insbesondere dient die
erste Dekorlage als Belichtungsmaske fiir eine bereichs-
weise Demetallisierung einer Metallschicht. Anderer-
seits dienen beide Dekorlagen, oder zumindest eine oder
mehrere Schichten der jeweiligen Dekorlage, an dem
Mehrschichtkorper als optisches Element, insbesondere
als eine ein- oder mehrfarbige Farbschicht fir eine Ein-
farbung der mindestens einen strukturierten Schicht, wo-
bei die Farbschicht registergenau uber und/oder ne-
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ben/angrenzend an die mindestens einen Metallschicht
Schicht angeordnet ist.

[0066] Es ist mOglich, dass die erste und/oder zweite
Dekorlage eine Replizierlackschicht umfasst, in welche
ein mindestens eine Reliefstruktur umfassendes Ober-
flachenrelief abgeformt ist und die mindestens eine Me-
tallschicht auf der Oberflache der mindestens einen Re-
liefstruktur angeordnet ist.

[0067] Es ist mdglich, dass die mindestens eine Reli-
efstruktur zumindest teilweise in der ersten Zone
und/oder in der zweiten Zone angeordnet wird. Dabei
kann das Flachenlayout der Reliefstruktur an das Fla-
chenlayout der ersten und der zweiten Zone angepasst,
insbesondere im Register dazu ausgebildet sein, oder
das Flachenlayout der Reliefstruktur ist beispielsweise
als fortlaufendes Endlosmuster unabhangig vom Fla-
chenlayout der ersten und des zweiten Zonen ausgebil-
det. Die Reliefstruktur kann selbstverstandlich auch bei
den Verfahrensvarianten, die keine Zonen unterschied-
licher Transmission in der Dekorlage bendtigen, einge-
bracht werden und an das Flachenlayout der Dekorlage
angepasst werden. Durch die erfindungsgeméafie Anord-
nung der Resistschicht auf der ersten Seite der Trager-
lage so, dass die Resistschicht auf der von der Trager-
lage abgekehrten Seite der mindestens einen Metall-
schichtund die Dekorlage auf der anderen Seite der min-
destens einen Metallschicht angeordnet ist, ist es mog-
lich, die zu strukturierende Schicht zumindest teilweise
auf einer Reliefstruktur anzuordnen, im Gegensatz zu
strukturierenden Verfahren unter Verwendung von
Wasch lack.

[0068] Es ist moglich, dass die erste und/oder zweite
Dekorlage eine oder mehrere der folgenden Schichter
umfasst: Flussigkristallschicht, Polymerschicht, insbe-
sondere leitende oder halbleitende Polymerschicht, In-
terferenz-Dinnfilmschichtpaket, Pigmentschicht.
[0069] Es ist moglich, dass die erste und/oder Dekor-
lage eine Dicke im Bereich von 0,5 um bis 5 pm aufweist.
[0070] Es ist mdglich, dass dem Material zur Ausbil-
dung der Dekorlage UV-Absorber hinzugefiigt werden
insbesondere falls das Material der Dekorlage keine aus-
reichende Menge an UV-absorbierenden Bestandteilen,
wie beispielsweise UV-absorbierende Pigmente oder
UV-absorbierende Farbstoffe enthalt. Es ist mdglich,
dass die Dekorlage anorganische Absorber mit hohem
Streuanteil, insbesondere nano-skalierte UV-Absorber
auf Basis anorganischer Oxide, aufweist. Als geeignete
Oxide haben sich vor allem TiO, und ZnO in hochdisper-
ser Form erwiesen, wie sie auch in Sonnenschutzcremes
mit einem hohen Lichtschutzfaktor eingesetzt werden.
Diese anorganischen Absorber fiihren zu einer hoher
Streuung und sind daher insbesondere flr eine matte,
insbesondere seidenmatte, Einfarbung der Dekorlager
geeignet.

[0071] Es ist jedoch auch moglich, dass die Dekorla-
gen organische UV-Absorber, insbesondere Benzotria-
zol-Derivate, mit einem Massenanteil in einem Bereich
von ca. 3 % bis 5 % aufweisen, insbesondere falls das
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Material der Dekorlagen keine ausreichende Menge an
UV-absorbierenden Bestandteilen, wie beispielsweise
UV-absorbierende Pigmente oder UV-absorbierende
Farbstoffe enthalt. Geeignete organische UV-Absorber
werden unter dem Handelsnamen Tinuvin® von der Fir-
ma BASF vertrieben. Es ist mdglich, dass die Dekorlage
fluoreszierende Farbstoffe oder organische oder anor-
ganische, fluoreszierende Pigmente in Kombination mit
hochdispersen Pigmenten, insbesondere Mikrolith®-K
aufweist. Durch die Anregung dieser fluoreszierender
Pigmente wird die UV-Strahlung zum gréften Teil bereits
in der jeweiligen Dekorlage ausgefiltert, so dass nurnoch
ein unbedeutender Bruchteil der Strahlung die Resist-
schicht erreicht. Die fluoreszierenden Pigmente kénner
im Mehrschichtkorper als ein zusatzliches Sicherheits-
merkmal Verwendung finden.

[0072] Der Einsatz von UV-aktivierbaren Resist-
schichten bietet Vorteile: Durch die Verwendung eines
UV-Absorbers, der im visuellen Wellenldngenbereich
transparent wirkt, in der ersten und/oder zweiten Dekor
lage kann die Eigenschaft "Farbe" der jeweiligen Dekor-
lage im visuellen Wellenlangenbereich von gewtiinschter
Eigenschaften der jeweiligen Dekorlage zur Strukturie-
rung der jeweiligen Resistschicht (z.B. empfindlich im na
hen UV)und dadurch dermindestens einen Metallschicht
getrennt werden. Auf diese Weise kann ein hoher Kon-
trast zwischen dem ersten und der zweiten Zone erreicht
werden, unabhangig von der visuell erkennbaren Einfar-
bung der Dekorlagen.

[0073] Es ist moglich, dass die mindestens eine Me
tallschicht eine Dicke im Bereich von 20 nm bis 70 nm
aufweist. Es ist bevorzugt, dass die Metallschicht des
Mehrschichtkorpers als eine Reflexionsschicht flir von
Seiten der Replizierschicht einfallendes Licht dient.
Durch die Kombination einer Reliefstruktur der Replizier-
schicht und einer darunter angeordneten Metallschicht
lassen sich eine Vielzahl von verschiedenen und fir Si-
cherheitsaspekte wirksam einsetzbaren optischen Effek-
ten generieren. Die Metallschicht kann beispielsweise
aus Aluminium oder Kupfer oder Silber bestehen, das in
einem nachfolgenden Verfahrensschritt galvanisch ver-
starkt wird. Das Metall, das zur galvanischen Verstar-
kung verwendet wird, kann gleich oder unterschiedlich
zudem Metall der strukturierten Schicht sein. Ein Beispiel
ist z.B. die galvanische Verstarkung einer diinnen Alu-
miniumschicht, Kupferschicht oder Silberschicht mit
Kupfer.

[0074] Esist mdglich, dass Ausnehmungen der ersten
und/oder zweiten Dekorlage sowie der Metallschicht mit
einer Ausgleichsschicht verfullt sind.

[0075] Es ist bevorzugt, wenn der Brechungsindex n1
der Ausgleichsschicht im sichtbaren Wellenlangenbe-
reich im Bereich von 90% bis 110% des Brechungsinde-
xes n2 der Replizierschicht liegt. Es ist bevorzugt, wenn
in den ersten oder zweiten Zonen, in denen die Metall-
schicht entfernt ist und eine raumliche Struktur, d.h. ein
Relief, an der Oberflache ausgebildet ist, die Vertiefun-
gen und Erhéhungen des Reliefs mittels einer Aus-
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gleichsschicht egalisiert wird, die einen dhnlichen Bre-
chungsindex wie die Replizierschicht aufweist (An = |n2-
n1| < 0,15). Auf diese Weise ist der durch das Relief
ausgebildete optische Effekt in den Zonen, in denen die
Ausgleichsschicht unmittelbar auf die Replizierschicht
aufgebracht ist, nicht mehr wahrnehmbar, weil durch die
Egalisierung mit einem Material mit ausreichend ahnli-
chem Brechungsindex keine optisch ausreichend wirk-
same Grenzflache entstehen kann.

[0076] Es ist moglich, dass die Ausgleichsschicht als
eine Adhasionsschicht, z.B. Klebeschicht, ausgebildet
ist.

[0077] Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen
beispielhaft erlautert. Es zeigen

einen schematischen Schnitteiner ersten Fer-
tigungsstufe des in Fig. 1d dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer zweiten
Fertigungsstufe des in Fig. 1d dargestellten
Mehrschichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer dritten Fer-
tigungsstufe des in Fig. 1d dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt eines nach einer
ersten Ausfiihrungsform des erfindungsge-
malen Verfahrens hergestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitteiner ersten Fer-
tigungsstufe des in Fig. 2d dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer zweiten
Fertigungsstufe des in Fig. 2d dargestellten
Mehrschichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer dritten Fer-
tigungsstufe des in Fig. 2d dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt eines nach einer
zweiten Ausfihrungsform des erfindungsge-
malen Verfahrens hergestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitteiner ersten Fer-
tigungsstufe des in Fig. 3e dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer zweiten
Fertigungsstufe des in Fig. 3e dargestellten
Mehrschichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer dritten Fer-
tigungsstufe des in Fig. 3e dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer vierten
Fertigungsstufe des in Fig. 3e dargestellten
Mehrschichtkorpers;

einen schematischen Schnitt eines nach einer
dritten Ausfiihrungsform des erfindungsge-
maRken Verfahrens hergestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitteiner ersten Fer-

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c

Fig. 1d

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2d

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

Fig. 3d

Fig. 3e

Fig. 4a
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tigungsstufe desin Fig. 4d dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer zweiten
Fertigungsstufe des in Fig. 4d dargestellten
Mehrschichtkorpers;

einen schematischen Schnitt einer dritten Fer-
tigungsstufe desin Fig. 4d dargestellten Mehr-
schichtkorpers;

einen schematischen Schnitt eines nach einer
vierten Ausfiihrungsform des erfindungsge-
malken Verfahrens hergestellten Mehr-
schichtkorpers;

Fig. 4b
Fig. 4c

Fig. 4d

[0078] Die Fig. 1a bis 3e sind jeweils schematisch und
nicht maflstabsgetreu gezeichnet, um eine deutliche
Darstellung der wesentlichen Merkmale zu gewahrleis-
ten.

[0079] Fig. 1a zeigt ein Zwischenprodukt 100a bei der
Herstellung eines Mehrschichtkérpers 100, der im ferti-
gen Zustand in Fig. 1d dargestellt ist.

[0080] Der Mehrschichtkérper 100 nach Fig. 1d um-
fasst eine Tragerlage mit einer ersten Seite 11 und einer
zweiten Seite 12. Die Tragerlage umfasst eine Tragerfo-
lie 1 und eine funktionelle Schicht 2. Auf der funktionellen
Schicht 2 ist eine erste Dekorlage 3 angeordnet, die eine
in einer ersten Zone 8 ausgebildeten erste Lackschicht
31 und eine Replizierschicht 4 umfasst. Auf der Repli-
zierschicht 4 ist eine Metallschicht 5 im Register zur ers-
ten Lackschicht 3 angeordnet. Auf der Metallschicht 5 ist
eine im Register zu der Metallschicht 5 angeordnete
zweite Dekorlage 7 vorgesehen. Eine Ausgleichsschicht
10 verflllt Hohenunterschiede zwischen der Replizier-
schicht 4, der Metallschicht 5 und der zweiten Dekorlage
7.

[0081] Bei der Tragerfolie 1 handelt es sich um eine
vorzugsweise transparente Kunststofffolie mit einer Di-
cke zwischen 8 pm und 125 pm, vorzugsweise im Be-
reich von 12 bis 50 um, weiter vorzugsweise im Bereich
von 16 bis 23 pm. Die Tragerfolie 1 kann als eine me-
chanisch und thermisch stabile Folie aus einem licht-
durchlassigen Material ausgebildet sein, z.B. aus ABS
(= Acrylnitril-Butadien-Styrol), BOPP (= Biaxially Orien-
ted Polypropylene), bevorzugt jedoch aus PET. Die Tra-
gerfolie 1 kann hierbei monoaxial oder biaxial gereckt
sein. Weiter ist es auch mdglich, dass die Tragerfolie 1
nicht nur aus einer Schicht, sondern auch aus mehreren
Schichten besteht. So ist es beispielsweise moglich,
dass die Tragerfolie 1 neben einem Kunststoff-Trager,
beispielsweise einer oben beschriebenen Kunststofffo-
lie, eine Abldseschicht aufweist, welche das Ablosen des
aus den Schichten 2 bis 6 und 10 bestehenden Schicht-
gebildes von der Kunststofffolie ermdglicht, beispielswei-
se bei Verwendung des Mehrschichtkérpers 100 als
HeiRpragefolie

[0082] Die funktionelle Schicht 2 kann eine Abldse-
schicht, z.B. aus heillschmelzendem Material, umfas-
sen, die ein Ablésen der Tragerfolie 1 von den Schichten
des Mehrschichtkdrpers 100, die auf einer von der Tra-
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10

gerfolie 1 abgewandten Seite der Abléseschicht 2 ange-
ordnet sind, erleichtert. Dies istinsbesondere vorteilhaft,
wenn der Mehrschichtkérper 100 als eine Transferlage
ausgebildetist, wie sie z.B. in einem Heilprageverfahren
oder einem IMD-Verfahren zum Einsatz kommt. Weiter-
hin hat es sich bewéahrt, insbesondere falls der Mehr-
schichtkérper 100 als eine Transferfolie eingesetzt wird,
wenn die funktionelle Schicht 2 auller einer Abldse-
schicht eine Schutzschicht, z.B. eine Schutzlackschicht,
aufweist. Nach einem Verbinden des Mehrschichtkor-
pers 100 mit einem Substrat und einem Ablosen der Tra-
gerfolie 1 von den Schichten des Mehrschichtkérpers
100, die auf einer von der Tragerfolie 1 abgewandten
Seite der Abldseschicht 2 angeordnet sind, bildet die
Schutzschicht eine der oberen Schichten der auf der
Oberflache des Substrats angeordneten Schichten und
kann darunter angeordnete Schichten vor Abrieb, Be-
schadigung, chemischen Angriffen 0.a. schiitzen. Der
Mehrschichtkérper 100 kann ein Abschnitt einer Trans-
ferfolie, beispielsweise einer HeilRpragefolie sein, der
mittels einer Klebeschicht auf einem Substrat angeord-
net werden kann. Die Klebeschicht ist vorzugsweise auf
der von der Tragerfolie 1 abgewandten Seite der Aus-
gleichsschicht 10 angeordnet. Bei der Klebeschicht kann
es sich um einen Schmelzkleber handeln, der bei ther-
mischer Einwirkung schmilzt und den Mehrschichtkdrper
100 mit der Oberflache des Substrats verbindet.

[0083] Auf der funktionellen Schicht 2 ist in der Zone
8 die transparente, farbige Lackschicht 31 aufgedruckt.
Transparent heifdt, dass die Lackschicht 31 im sichtbaren
Wellenlangenbereich zumindest teilweise strahlungs-
durchlassig ist. Farbig bedeutet, dass die Lackschicht 31
bei ausreichendem Tageslicht einen sichtbaren Farbein-
druck zeigt.

[0084] Die Lackschicht31 kann hierbei mehrere unter-
schiedlich eingefarbte Teilbereiche umfassen, wie bei-
spielsweise in Fig. 1d durch unterschiedliche Schraffie-
rung angedeutet. Hierdurch kann ein erstes Motiv bereit-
gestellt werden. Weiter kann auch die Dekorlage 7, wie
in Fig. 1d durch unterschiedliche Schattierungen ange-
deutet, unterschiedlich farbige Bereiche oder Bereiche
mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften ausbil-
den, die insbesondere ein zweites Motiv bereitstellen.
[0085] Sowohl die mit der Lackschicht 31 bedruckten
Zonen 8 als auch die unbedruckten Zonen 9 der funkti-
onellen Schicht 2 sind von einer Replizierschicht 4 be-
deckt, die vorzugsweise gegebenenfalls vorhandene Re-
liefstrukturen der Dekorlage 3, d.h. die differierenden Ni-
veaus in den bedruckten 8 und den unbedruckten Zonen
9, egalisiert.

[0086] Im Register und bei Betrachtung senkrecht zu
der Ebene der Tragerlage 1 deckungsgleich zu der Lack-
schicht 31 ist auf der Replizierschicht 4 eine diinne Me-
tallschicht 5 angeordnet. Deckungsgleich zur Metall-
schicht 5 ist eine zweite Dekorlage7 angeordnet. Sowohl
die mit der Metallschicht 5 und Dekorlage 7 bedeckten
Zonen 8 der Replizierschicht 4 als auch die unbedeckten
Zonen 9 der Replizierschicht 4 sind mit einer Ausgleichs-
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schicht 10 bedeckt, die durch die Reliefstrukturen und
die bereichsweise 8 angeordnete Metallschicht 5 hervor-
gerufene Strukturen (z.B. Reliefstruktur, unterschiedli-
che Schichtdicken, Héhenversatz) egalisiert, d.h. tber-
deckt und ausflllt, so dass der Mehrschichtkérper auf
der der Tragerfolie 1 abgekehrten Seite der Ausgleichs-
schicht 10 eine ebene, im Wesentlichen strukturlose
Oberflache aufweist.

[0087] Weistdie Ausgleichsschicht 10 einen &hnlichen
Brechungsindex auf wie die Replizierschicht 4, d.h. ist
der Brechungsindex-Unterschied kleiner als etwa 0,15,
dann werden die nicht mit der Metallschicht 5 bedeckten,
direkt an die Ausgleichsschicht 10 angrenzenden Zonen
der Reliefstrukturen in der Replizierschicht4 optisch aus-
geldscht, weil dort wegen des ahnlichen Brechungsinde-
xes beider Schichten keine optisch erkennbaren Schicht-
grenzen zwischen der Replizierschicht 4 und der Aus-
gleichsschicht 10 mehr vorhanden sind.

[0088] Die Figuren 1a bis 1c zeigen nun Fertigungs-
stufen des in Figur 1d dargestellten Mehrschichtkdrpers
100. Gleiche Elemente wie in Figur 1d sind mit gleichen
Bezugszeichen bezeichnet.

[0089] Figur 1a zeigt eine erste Fertigungsstufe 100a
des Mehrschichtkdérpers 100, bei der die Tragerfolie 1
auf einer ersten Seite 11 eine funktionelle Schicht 2 um-
fasst, auf der wiederum eine Dekorlage 3 angeordnet ist.
Eine Seite der funktionellen Schicht 2 grenzt an die Tra-
gerfolie 1, ihre andere Seite an die Dekorlage 3. Die De-
korlage 3 weist eine erste Zone 8, in dem eine Lack-
schicht 31 ausgebildet ist, und eine zweite Zone 9, in
dem die Lackschicht 31 nicht vorhanden ist, auf. Die
Lackschicht 31 ist auf die funktionelle Schicht 2 aufge-
druckt, z.B. durch Siebdruck, Tiefdruck oder Offsetdruck.
Durch die bereichsweise (in den ersten Zonen 8) Ausbil-
dung der Lackschicht 31 ergibt sich eine musterférmige
Ausgestaltung der Dekorlage 3. Weiter ist es auch mog-
lich, dass die Lackschicht aus mehreren, sich insbeson-
dere bereichsweise Uberlappenden Teilschichten be-
steht, die insbesondere unterschiedliche optische Eigen-
schaften aufweisen, insbesondere unterschiedlich ein-
gefarbt sind. Die Lackschicht 31 weist vorzugsweise eine
Schichtdicke von 0,1 wm bis 2 wm, besonders bevorzugt
von 0,3 pm bis 1,5 um auf.

[0090] Aufdie funktionelle Schicht 2 und die bereichs-
weise (in den Zonen 8) darauf angeordnete Lackschicht
31 isteine Replizierschicht 4 aufgebracht, die Bestandteil
der ersten Dekorlage 3 ist. Dabei kann es sich um eine
organische Schicht handeln, die durch klassische Be-
schichtungsverfahren, wie Drucken, GieRen oder Spri-
hen, in flissiger Form aufgebracht wird. Der Auftrag der
Replizierschicht 4 ist hier vollflachig vorgesehen. Die
Schichtdicke der Replizierschicht 4 variiert, da sie die
unterschiedlichen Niveaus der Dekorlage 3, umfassend
die bedruckte, erste Zone 8 und die unbedruckte, zweite
Zone 9, ausgleicht/egalisiert; in der ersten Zone 8 ist die
Schichtdicke der Replizierschicht 4 diinner als in der
zweiten Zone 9, so dass die von der Tragerlage 1 abge-
kehrten Seite der Replizierschicht 4 vor der Ausbildung
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1"

von Reliefstrukturen in eine ebene, im Wesentlichen
strukturlose Oberflache aufweist.

[0091] Die Replizierlackschicht 9 weist vorzugsweise
eine Schichtdicke von 0,1 um bis 3 wm, besonders be-
vorzugt von 0,1 um bis 1,5 um auf.

[0092] Es kann aber auch ein Auftrag der Replizier-
schicht 4 lediglich in einem Teilbereich des Mehrschicht-
korpers 100 vorgesehen sein. Die Oberflache der Rep-
lizierschicht 4 kann durch bekannte Verfahren in be-
reichsweise strukturiert werden. Hierzu wird beispiels-
weise als Replizierschicht 4 ein thermoplastischer Rep-
lizierlack durch Drucken, Spriihen oder Lackieren aufge-
bracht und eine Reliefstruktur in den insbesondere ther-
misch hartbaren/trockenbaren Replizierlack 4 mittels ei-
nes beheizten Stempels oder einer beheizten
Replizierwalze abgeformt. Bei der Replizierschicht 4
kann es sich auch um einen UV-hértbaren Replizierlack
handeln, der beispielsweise durch eine Replizierwalze
strukturiert und gleichzeitig und/oder anschlieBend mit-
tels UV-Strahlung gehartet ist. Die Strukturierung kann
aber auch durch eine UV-Bestrahlung durch eine Belich-
tungsmaske hindurch erzeugt sein.

[0093] Auf die Replizierschicht 4 ist die Metallschicht
5 aufgebracht. Die Metallschicht 5 kann beispielsweise
als eine aufgedampfte Metallschicht, z.B. aus Silber oder
Aluminium, ausgebildet sein. Der Auftrag der Metall-
schicht wird hier ganzflachig vorgesehen. Es kann aber
auch ein Auftrag lediglich in einem Teilbereich des Mehr-
schichtkérpers 100 vorgesehen sein, z.B. unter Zuhilfe-
nahme einer bereichsweise abschirmenden Bedamp-
fungsmaske.

[0094] Die Metallschicht weist vorzugsweise eine
Schichtdicke von 20 nm bis 70 nm auf.

[0095] Auf die Metallschicht 5 ist eine photoaktivierba-
re Resistschicht 6 aufgebracht. Die Resistschicht 6 ist in
dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel als ein positives
Resist ausgebildetist (L6sen der aktivierten = belichteten
Bereiche). Bei der Resistschicht 6 kann es sich um eine
organische Schicht handeln, die durch klassische Be-
schichtungsverfahren, wie Drucken, Gief3en oder Spru-
hen, in flissiger Form aufgebracht wird. Es kann auch
vorgesehen sein, dass die Resistschicht 6 aufgedampft
wird oder als trockener Film auflaminiert wird.

[0096] Bei der photoaktivierbaren Schicht 6 kann es
sich beispielsweise um einen positiven Photoresist AZ
1512 von Clariant oder MICROPOSIT® S1818 von Ship-
ley handeln, welcher in einer Flachendichte von 0,1 g/m?2
bis 10 g/m2, vorzugsweise von 0,1 g/m2 bis 1 g/m2 auf
die zu strukturierende Schicht 5 aufgebracht wird. Die
Schichtdicke richtet sich nach der gewiinschten Auflo-
sung und dem Prozess. Der Auftrag wird hier ganzflachig
vorgesehen. Es kann aber auch ein Auftrag lediglich in
einem Teilbereich des Mehrschichtkdrpers 100 vorgese-
hen sein.

[0097] Figur 1b zeigt eine zweite Fertigungsstufe 100b
des Mehrschichtkérpers 100, bei der die erste Ferti-
gungsstufe 100a des Mehrschichtkdrpers 100 bestrahlt
und anschlieRend entwickelt wurde. Elektromagnetische
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Strahlung mit einer Wellenlange, die zur Aktivierung der
photoaktivierbaren Resistschicht 6 geeignet ist, wird von
der zweiten Seite 12 der Tragerfolie 1 her, d.h. der Seite
der Tragerfolie 1, die der mit der Resistschicht 6 be-
schichteten Seite der Tragerfolie 1 gegeniberliegt, durch
den Mehrschichtkorper 100d gestrahlt. Die Bestrahlung
dient zur Aktivierung der photoaktivierbaren Resist-
schicht 6 in der zweiten Zone 9, in dem die Dekorlage 3
einen héheren Transmissionsgrad als in der ersten Zone
8 ausweist. Die Starke und Dauer der Belichtung mit der
elektromagnetischen Strahlung ist so auf den Mehr-
schichtkérper 100a abgestimmt, dass die Strahlung in
der zweiten Zone 9 zu einer Aktivierung der photoakti-
vierbaren Resistschicht 6 fiihrt, dagegen in der mit der
Lackschicht 31 bedrucktem ersten Zone 8 nicht zu einer
Aktivierung der photoaktivierbaren Resistschicht 6 flhrt.
Es hat sich bewahrt, wenn der durch die Lackschicht 31
hervorgerufene Kontrast zwischen der ersten Zone 8 und
der zweiten Zone 9 grofer als zwei ist. Weiter hat es sich
bewahrt, wenn die Lackschicht 31 so ausgestaltet sind,
dass die Strahlung nach Durchlaufen des gesamten
Mehrschichtkorpers 100a ein Verhaltnis der Transmissi-
onsgrade, d.h. ein Kontrastverhaltnis von etwa 1:2 zwi-
schenderersten Zone 8 und derzweiten Zone 9 aufweist.
[0098] Die Belichtung erfolgt vorzugsweise mit einer
Beleuchtungsstarke von 100 mW/cm2bis 500 mW/cm?2,
bevorzugt von 150 mW/cm? bis 350 mW/cm?2,

[0099] Zum Entwickeln der belichteten Resistschicht
6 wird eine Entwicklerlésung, z. B. L6semittel oder Lau-
gen, insbesondere eine Natriumcarbonatldsung oder ei-
ne Natriumhydroxydlésung auf die von der Tragerfolie 1
abgekehrte Oberflache der belichteten photoaktivierba-
ren Resistschicht 6 appliziert. Dadurch ist die belichtete
Resistschicht 6 in der zweiten Zone 9 entfernt worden.
In der ersten Zone 8 ist die Resistschicht 6 erhalten, weil
die in diesen Zonen absorbierte Strahlungsmenge nicht
zu einer ausreichenden Aktivierung gefiihrt hat. Wie be-
reits erwahnt, ist in dem in der Figur 1a dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel die Resistschicht 6 also aus einem
positiven Photoresist ausgebildet. Bei einem solchen
Photoresist sind die starker belichteten Zonen 9 in der
Entwicklerlésung, z.B. dem Lésemittel, 16slich. Im Ge-
gensatz dazu sind bei einem negativen Photoresist die
unbelichteten bzw. weniger stark belichteten Zonen 8 in
der Entwicklerldsung l6slich.

[0100] Anschliefend wird die Metallschicht 5 in der
zweiten Zone 9 durch ein Atzmittel entfernt. Dies ist da-
durch moglich, weil in der zweiten Zone 9 die Metall-
schicht 5 nicht durch die als Atzmaske dienende entwi-
ckelte Resistschicht 6 vor dem Angriff des Atzmittels ge-
schiitzt ist. Bei dem Atzmittel kann es sich beispielsweise
um eine Saure oder Lauge handeln, beispielsweise Na-
OH (Natriumhydroxyd) oder Na,CO4(Natriumcarbonat)
in einer Konzentration von 0,05% bis 5%, bevorzugt von
0,3% bis 3%. Auf diese Weise werden die in Figur 1b
gezeigten Bereiche der Metallschicht 5 ausgebildet.
[0101] Im n&chsten Schritt werden die erhalten geblie-
benen Bereiche der Resistschicht 6 ebenfalls noch ent-
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fernt ("strippen").

[0102] Auf diese Weise kann also die Metallschicht 5
ohne zusatzlichen technologischen Aufwand registerge-
nau zu den durch die Lackschicht 31 definierten ersten
und zweiten Zonen 8 und 9 strukturiert werden. Bei her-
kémmlichen Verfahren zum Erzeugen einer Atzmaske
mittels Maskenbelichtung, wobei die Maske entweder als
separate Einheit, z.B. als separate Folie oder als sepa-
rate Glasplatte/Glaswalze, oder als nachtraglich aufge-
druckte Schicht vorliegt, tritt das Problem auf, dass durch
vorherige, insbesondere thermisch und/oder mecha-
nisch beanspruchende Prozessschritte, z.B. beim Erzeu-
gen einer Replizierstruktur in der Replizierschicht 4, her-
vorgerufene lineare und/oder nichtlineare Verzuge in
dem Mehrschichtkdérper 100 nicht vollstandig tber die
gesamte Flache des Mehrschichtkdrpers 100 ausgegli-
chen werden kénnen, obwohl die Maskenausrichtung an
vorhandenen (meist an den horizontalen und/oder verti-
kalen Randern des Mehrschichtkérpers angeordneten)
Register- oder Passermarken erfolgt. Die Toleranz
schwankt dabei Uber die gesamte Flache des Mehr-
schichtkérpers 100 in einem vergleichsweise groRen Be-
reich.

[0103] Es werden also die durch die Lackschicht 31
definierten ersten und zweiten Zonen 8 und 9 als Maske
benutzt, wobei die Lackschicht 31 in einem friihen Pro-
zessschritt bei der Herstellung des Mehrschichtkérpers
100 wie oben beschrieben aufgebracht wird. Dadurch
kénnen keine zusatzlichen Toleranzen und auch keine
zusatzlichen Toleranzschwankungen uber die Flache
des Mehrschichtkdrpers 100 auftreten, da das nachtrag-
liche Erzeugen einer Maske und das dadurch nétige
moglichst registergenaue nachtragliche Positionieren
dieser vom bisherigen Prozessverlauf unabhangigen
Maske vermieden wird. Die Toleranzen bzw. Register-
genauigkeiten bei dem erfindungsgemafRen Verfahren
liegen lediglich in dem nicht absolut exakten Verlauf der
Farbkante der durch die Lackschicht 31 definierten ers-
ten und zweiten Zonen 8 und 9 begriindet, deren Qualitat
durch das jeweils angewendete Druckverfahren be-
stimmt wird, und liegen etwa im Mikrometerbereich, und
damit weit unterhalb des Auflésungsvermdgens des Au-
ges; d.h. das unbewaffnete menschliche Auge kann vor-
handene Toleranzen nicht mehr wahrnehmen.

[0104] Das nachste, in Fig. 1c dargestellte Zwischen-
produkt 100c wird aus dem Zwischenprodukt 100b er-
halten, indem eine weitere, zweite Dekorlage 7 auf die
von der strukturierten Schicht 5 bedeckten Zonen 8 und
auf die von der strukturierten Schicht 5 nicht bedeckten
Zonen 9der Replizierschicht4, insbesondere partiell auf-
getragen wird. Die zweite Dekorlage 7 umfasst dabei zu-
mindest eine zweite photoaktivierbare Resistschicht.
Vorzugsweise weist die zweite Dekorlage 7 zwei oder
mehrere, insbesondere unterschiedlich eingefarbte
zweite Resistschichten auf. Die zweiten Resistschichten
kénnen hierbei auch musterférmig aufgedruckt werden.
Die zweiten Resistschichten kdnnen auch mehrschichtig
aufgebaut sein. Die zweiten Resistschichten kénnen
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auch partiell farblos transparent oder transluzent sein,
d.h. keine Einfarbung aufweisen.

[0105] Wie auch bei der ersten Resistschicht 6 kann
es sich bei der zweiten Resistschicht beispielsweise um
einen positiven Photoresist AZ 1512 von Clariant oder
MICROPOSIT®S1818 von Shipley handeln, welcher in
einer Flachendichte von 0,1 g/m2 bis 10 g/m2, vorzugs-
weise von 0,5 g/m? bis 1 g/m2 aufgebracht wird. Der Auf-
trag wird hier ganzflachig vorgesehen. Es kann aber auch
ein Auftrag lediglich in einem Teilbereich des Mehr-
schichtkérpers 100 vorgesehen sein. Da die zweite De-
korlage 7 zumindest bereichsweise im fertigen Mehr-
schichtkorper 100 erhalten bleiben soll, kdnnen zusatz-
lich Farbstoffe, Pigmente, Nanopartikel oder dgl. in den
Lack eingebracht werden, um einen optischen Effekt zu
erzielen.

[0106] Auch die zweite Dekorlage 7 wird nun von der
Seite 12 der Tragerlage 1 her belichtet, wofir die bereits
bei der Belichtung der ersten Resistschicht 6 beschrie-
benen Parameter Anwendung finden kdnnen. Beider Be-
lichtung der zweiten Dekorlage 7 wirken nun die Lack-
schicht 31 und die Metallschicht 5 gemeinsam als Maske,
so dass die wenigstens eine Resistschicht der zweiten
Dekorlage 7 nur in der Zone 9 belichtet wird, wahrend
die von Lackschicht 31 und strukturierter Schicht 5 ab-
gedeckte Zone8 unbelichtet bleibt. Wie auch die erste
Resistschicht 6, wird nun die zweite Dekorlage 7 zum
Entwickeln mit einer Entwicklerlésung, z. B. einer Lauge,
insbesondere einer Natriumcarbonatldsung oder einer
Natriumhydroxydlésung behandelt. Dadurch wird die be-
lichtete Resistschicht der zweiten Dekorlage 7 in der
zweiten Zone 9 entfernt. In der ersten Zone 8 bleibt die
zweite Resistschicht erhalten, weil die in diesen Zonen
absorbierte Strahlungsmenge nicht zu einer ausreichen-
den Aktivierung gefuihrt hat. Bei der Verwendung eines
negativen Resists kehrt sich dies wie bereits beschrieben
um, so dass die zweite Resistschicht in der ersten Zone
8 entfernt wird und in der zweiten Zone 9 erhalten bleibt.
[0107] Derin Figur 1d dargestellte Mehrschichtkérper
100 wird aus derin Figur 1c dargestellten Fertigungsstufe
100c des Mehrschichtkérpers 100 gebildet, indem eine
Ausgleichsschicht 10 auf die in der ersten Zone 8 ange-
ordnete, freiliegende zweite Dekorlage 7 sowie auf die
in der zweiten Zone 9 angeordnete, durch Entfernen der
Metallschicht 5 und der ersten 6 und zweiten Resist-
schicht freiliegende Replizierschicht 4 aufgebracht wird.
Der Auftrag der Ausgleichsschicht 10 ist hier vollflachig
vorgesehen.

[0108] Als Ausgleichsschicht wird insbesondere ein
UV-vernetzter oder ein warmevernetzter Lack einge-
setzt.

[0109] Es ist mdglich, dass die Ausgleichsschicht 10
in der ersten Zone 8 und der zweiten Zone 9 jeweils in
einer unterschiedlichen Schichtdicke aufgebracht wird,
z.B. durch Aufrakeln, Aufdrucken oder Aufspriihen, so
dass die Ausgleichsschicht 10 auf ihrer von der Trager-
lage 1 abgekehrten Seite eine ebene, im Wesentlichen
strukturlose Oberflache aufweist. Die Schichtdicke der
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Ausgleichsschicht 10 variiert, da sie die unterschiedli-
chen Niveaus der in der ersten Zone 8 angeordneten
Metallschicht 5 und der in der zweiten Zone 9 freiliegen-
den Replizierschicht 4 ausgleicht/egalisiert. In der zwei-
ten Zone 9 ist die Schichtdicke der Ausgleichsschicht 10
groRer als die Schichtdicke der Metallschicht 5 in der
ersten Zone 8 gewahlt, so dass die von der Tragerlage
1 abgekehrte Seite der Ausgleichsschicht 10 eine ebene
Oberflache aufweist. Es kann aber auch ein Auftrag der
Ausgleichsschicht 10 lediglich in einem Teilbereich des
Mehrschichtkdrpers 100 vorgesehen sein. Es ist mog-
lich, dass auf die ebene Ausgleichsschicht 10 eine oder
mehrere weitere Schichten, z.B. eine Adhasions- oder
Klebeschicht, aufgebracht werden.

[0110] Mit dem beschriebenen Verfahren werden also
die durch die Lackschicht 31 sowie durch die Metall-
schicht 5 definierten ersten und zweiten Zonen 8 und 9
als Maske zur Strukturierung der zweiten Dekorlage 7
benutzt. Dadurch kdnnen keine zusatzlichen Toleranzen
und auch keine zusatzlichen Toleranzschwankungen
Uber die Flache des Mehrschichtkérpers 100 auftreten,
da das nachtragliche Erzeugen einer Maske und das da-
durch nétige moglichst registergenaue nachtragliche Po-
sitionieren dieser vom bisherigen Prozessverlauf unab-
hangigen Maske vermieden wird. Man erhalt somit einen
Mehrschichtkérper 100, bei dem die Lackschicht 31 der
Dekorlage 3, die Metallschicht 5 und die zweite Dekor-
lage 7 im perfekten Register angeordnet sind.

[0111] Fig. 2d zeigt einen weiteren Mehrschichtkdrper
200, der durch eine Variante des Verfahrens hergestellt
wird. Die Verfahrensschritte und Zwischenprodukte
200a, 200b und 200c sind in den Figuren 2a bis 2c ge-
zeigt. Der weitere Mehrschichtkdrper 200 entspricht dem
in Figur 1d dargestellten Mehrschichtkdrper 100. Fiir glei-
che Strukturen und Funktionselemente werden daher die
gleichen Bezugszeichen verwendet.

[0112] Auch der Mehrschichtkdrper 200 umfasst eine
Tragerlage mit einer ersten Seite 11 und einer zweiten
Seite 12. Die Tragerlage umfasst eine Tragerfolie 1 und
eine funktionelle Schicht 2. Auf der funktionellen Schicht
2 ist eine erste Dekorlage 3 angeordnet, die von einer
Replizierschicht 4 gebildet wird. Alternativ dazu kann die
Dekorlage 3 auch mehrschichtig ausgebildet sein und
beispielsweise eine eingefarbte Schicht und eine Repli-
zierschicht aufweisen. Auf der Replizierschicht 4 ist eine
Metallschicht 5 angeordnet. Auf der Metallschicht 5 ist
eine im Register zu der Metallschicht 5 angeordnete
zweite Dekorlage 7 vorgesehen. Eine Ausgleichsschicht
10 verflllt Hohenunterschiede zwischen der Replizier-
schicht 4, der Metallschicht 5 und der zweiten Dekorlage
7. Fur die einzelnen Schichten kénnen dabei die bereits
die anhand des Mehrschichtkérpers 100 beschriebenen
Materialien und Auftragsverfahren Anwendung finden.
[0113] Der Mehrschichtkdrper 200 unterscheidet sich
vom Mehrschichtkérper 100 lediglich dadurch, dass die
Dekorlage 3 keine separaten Lackbereiche 31 aufweist,
sondern vollstdndig aus einem gefarbten Replizierlack
gebildet ist, der Farbstoffe, Pigmente, UV-aktivierbare
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Substanzen, Nanopartikel oder dergleichen enthalten
kann oder alternativ vollstandig aus einer entsprechend
eingefarbten Lackschicht und einem transparenten farb-
losen Replizierlack gebildet ist.

[0114] Bei der Herstellung des Mehrschichtkorpers
200 wird zunachst das in Figur 2a gezeigte Zwischen-
produkt 200a bereitgestellt. Analog zur Herstellung des
Mehrschichtkérpers 100 wird zunachst eine Tragerfolie
1 mit einer Funktionsschicht 2 versehen, auf die ganz-
flachig die Dekorlage 3 aufgebracht wird. Wie bereits be-
schrieben, kdnnen in die Replizierschicht 4 der Dekorla-
ge 3 zusatzlich noch Reliefs, beispielsweise diffraktive
Strukturen, eingebracht werden. Die Replizierschicht 4
wird anschlielend auf die bereits beschriebene Weise
vollflachig metallisiert. Auf die so erhaltene metallische,
zu strukturierende Schicht 5 wird nun eine eine oder meh-
rere, auch unterschiedlich eingefarbte Resistschichten
umfassende zweite Dekorlage 7 teilflachig aufgedruckt,
so dass in der Zone 8 die Metallschicht 5 von der zweiten
Dekorlage 7 geschitzt wird, wahrend in der Zone 9 die
Metallschicht 5 nicht von der zweiten Dekorlage 7 be-
deckt ist. Zur Erzeugung der gewiinschten optischen Ef-
fekte umfasst die zweite Dekorlage 7 Schichten, insbe-
sondere Resistschichten, die Farbstoffe, Pigmente, UV-
aktivierbare Substanzen, Nanopartikel oder dergleichen
enthalten kdnnen. Die zweite Dekorlage 7 kann bei-
spielsweise aus einem PVC-basierenden Lack gebildet
sein.

[0115] Um das in Fig. 2b gezeigte Zwischenprodukt
200b zu erhalten, wird das Zwischenprodukt 200a des
Mehrschichtkdrpers 200 nun mit einem Atzmittel, insbe-
sondere einer Natriumcarbonatlésung oder einer Natri-
umhydroxydldsung behandelt, die auf die von der Tra-
gerfolie 1 abgekehrte Oberflache des Zwischenprodukts
200a appliziert wird. Wahrend die Zone 8 durch die zwei-
te Dekorlage 7 von der Einwirkung geschtzt sind, kann
die Lauge die Metallschicht 5 in der Zone 9 auflésen, so
dass die Metallschicht 5 in der Zone 9 entfernt wird. Hier-
durch kann erreicht werden, dass die Metallschicht 5 im
perfekten Register zur zweiten Dekorlage 7 ausgebildet
wird. Die zweite Dekorlage 7 wirkt hier also als Atzresist.
[0116] Das Zwischenprodukt 200b wird in der Folge
mit einem Lésemittel behandelt, welches vorzugsweise
einen Flammpunkt von mehr als 65°C aufweisen sollte.
Das Loésemittel wird dabei so gewahlt, dass die zweite
Dekorlage 7 unempfindlich gegen das Ldsemittel ist,
wahrend sich das Material der Replizierschicht 4 in dem
Lésemittel aufldsen kann.

[0117] Geeignete Lacke insbesondere fir den Repli-
zierlack 4, die Uber diese Eigenschaften verfligen, sind
beispielsweise Polyacrylate oder Polyacrylate in Kombi-
nation mit Cellulosederivaten.

[0118] In der Zone 8 ist die Replizierschicht durch die
Metallschicht 5 und die zweite Dekorlage 7 jedoch vom
Angriff des Losemittels geschitzt, so dass sich die Re-
plizierschicht4 lediglich in der ungeschitzten Zone 9 auf-
I16st. Hierdurch wird das in Fig. 2c gezeigte Zwischenpro-
dukt 200c erhalten.
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[0119] Um den fertigen Mehrschichtkérper 200 zu er-
halten, wird abschlieRend noch eine Ausgleichsschicht
10 aufgebracht, die gegebenenfalls vorhandene Relief-
strukturen in der Replizierschicht 4, sowie die entfernten
Zonen 9der Replizierschicht 4 und der Metallschicht 5
ausgleicht, so dass sich eine glatte Oberflache des Mehr-
schichtkorpers 200 ergibt. Wie auch beim Mehrschicht-
korper 100 kdnnen selbstverstandlich auch noch weitere
Funktionsschichten oder dergleichen aufgebracht wer-
den.

[0120] Im Gegensatz zum vorstehend beschriebenen
Verfahren ist hier also keine Belichtung notwendig, um
eine registerhaltige Anordnung von drei Schichten (erste
Dekorlage 3, Metallschicht 5

und zweite Dekorlage 7) zu erhalten. Die Auflésung der
erzeugten Strukturen wird dabei lediglich von der beim
Drucken der zweiten Dekorlage 7 erzielbaren Auflésung
sowie von der seitlichen Eindiffusion der Lauge bzw. des
Losemittels bei den entsprechenden Verfahrensschrit-
ten begrenzt.

[0121] Fig. 3e zeigt einen weiteren Mehrschichtkdrper
300, der durch eine Variante des Verfahrens hergestellt
wird. Die Verfahrensschritte und Zwischenprodukte
300a, 300b, 300c und 300d sind in den Figuren 3a bis
3d gezeigt. Der weitere Mehrschichtkérper 300 ent-
spricht ebenfalls den in Fig. 1d und Fig. 2d dargestellten
Mehrschichtkdérpern 100 und 200. Fiir gleiche Strukturen
und Funktionselemente werden daher die gleichen Be-
zugszeichen verwendet.

[0122] Auch der Mehrschichtkdrper 300 umfasst eine
Tragerlage mit einer ersten Seite 11 und einer zweiten
Seite 12, die eine Tragerfolie 1 und eine funktionelle
Schicht 2 umfasst. Auf dieser ist eine Replizierschicht 4
angeordnet, die eingefarbt ist und gleichzeitig als erste
Dekorlage 3 fungiert. Alternativ dazu kann die Dekorlage
3 auch mehrschichtig ausgebildet sein und beispielswei-
se eine eingefarbte Schicht und eine Replizierschicht
aufweisen. Auf der Replizierschicht 4 ist eine Metall-
schicht 5 im Register zur ersten Dekorlage 3 und eine
im Register zu der Metallschicht 5 angeordnete zweite
Dekorlage 7 vorgesehen. Hohenunterschiede der Rep-
lizierschicht 4, der Metallschicht 5 und der zweiten De-
korlage 7 sind durch eine Ausgleichsschicht 10 verfiillt.
[0123] Fir die einzelnen Schichten kénnen dabei die
bereits die anhand des Mehrschichtkérpers 100 be-
schriebenen Materialien und Auftragsverfahren Anwen-
dung finden. Wie der Mehrschichtkérper 200 unterschei-
det sich auch der Mehrschichtkérper 300 vom Mehr-
schichtkérper 100 lediglich dadurch, dass die Dekorlage
3 keine separaten Lackbereiche 31 aufweist, sondern
vollstandig aus einem gefarbten Replizierlack gebildet
ist, der Farbstoffe, Pigmente, UV-aktivierbare Substan-
zen, Nanopartikel oder dergleichen enthalten kann oder
alternativ vollstandig aus einer entsprechend eingefarb-
ten Lackschicht und einem transparenten farblosen Re-
plizierlack gebildet ist.

[0124] Fig. 3a zeigt ein erstes Zwischenprodukt 300a
bei der Herstellung des Mehrschichtkérpers 300 nach
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einer Variante des Verfahrens. Analog zur Herstellung
der Mehrschichtkorper 100 und 200 wird zunachst eine
Tragerfolie 1 mit einer Funktionsschicht 2 versehen, auf
die ganzflachig die Dekorlage 3 aufgebracht wird. Wie
bereits beschrieben, kdnnen in die Replizierschicht 4 der
Dekorlage 3 zusatzlich noch Reliefs, beispielsweise dif-
fraktive Strukturen, eingebracht werden. Die Replizier-
schicht4 wird anschlief3end auf die bereits beschriebene
Weise vollflachig metallisiert. Auf die so erhaltene Me-
tallschicht 5 wird nun ein Resist 6 vollflachig aufgetragen.
[0125] Aufdie der Tragerfolie 1 abgewandte Seite des
Resists 6 wird nun eine Maske 13 aufgelegt. Im Gegen-
satz zu dem bei der Herstellung des Mehrschichtkérpers
100 beschriebenen Verfahren ist die Maske 13 hier je-
doch ein separates Teil, wird also nicht von Strukturen
des Mehrschichtkdrpers 300 selbst gebildet. Die Maske
umfasst Zonen 8, die fir die zur Belichtung des photo-
aktivierbaren Resists 6 verwendete elektromagnetische
Strahlung intransparent sind, sowie Zonen 9, die fiir be-
sagte Strahlung transparent sind. Da die Maske 13 auf
der der Tragerfolie 1 abgewandten Seite des Resists 6
angeordnet ist, muss die Belichtung des Resists 6 eben-
falls von dieser Seite her erfolgen, kann also nicht, wie
bei der Herstellung des Mehrschichtkdrpers 100 von der
Seite der Tragerfolie 1 her erfolgen. Alle weiteren Para-
meter der Belichtung und anschlieRenden Entwicklung
des Resists 6 entsprechen jedoch dem anhand der Her-
stellung des Mehrschichtkorpers 100 erlauterten Verfah-
ren. Nach der Belichtung des Resists 6 kann die Maske
13 entfernt werden, und auf die bereits beschriebene Art
der Resist 6 entwickelt werden. Anschlielend wird auf
die ebenfalls bereits beschriebene Art die Metallschicht
5 durch ein Atzmittel strukturiert.

[0126] Im gezeigten Beispiel wird eine Kombination ei-
nes positiven Resists 6 mit einer Positivmaske 13 ver-
wendet. Der Resist 6 wird also in der Zone 8 durch die
Maske geschitzt und lediglich in der Zone 9 belichtet. In
der Zone 9 wird der Resist 6 also bei der Entwicklung
entfernt, so dass die Metallschicht5 in der Zone 5 freiliegt
und im nachfolgenden Atzschritt durch das Atzmittel ent-
fernt wird. Selbstverstandlich kann auch eine Negativ-
maske in Kombination mit einem negativen Resist ver-
wendet werden.

[0127] Nach dem Atzen wird das in Fig. 3b gezeigte
Zwischenprodukt 300b erhalten, in dem die strukturierte
Schicht nur noch in den Zonen 8 vorliegt, wahrend in den
Zonen 9 die Replizierschicht 4 freiliegt. In den Zonen 8
ist zudem noch der Resist 6 auf der der Tragerfolie 1
abgewandten Oberflache der Metallschicht 5 vorhanden.
[0128] Um aus dem Zwischenprodukt 300b das in Fig.
3c gezeigte Zwischenprodukt 300c zu erhalten, wird der
Resist 6 durch Loésemittelbehandlung entfernt ("ge-
strippt"). Hierzu wird auf die Ausfihrungen nach Fig. 2c
und 2d verwiesen. Auch dies kann auf die bereits bei der
Herstellung des Mehrschichtkdrpers 100 beschriebene
Weise erfolgen. Beim Entfernen des Resists 6 wird dabei
gleichzeitig die Replizierschicht 4 in der Zone 9, in dem
sie nicht durch die Metallschicht 5 geschiitzt wird, ent-
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fernt.

[0129] Im nachsten Verfahrensschritt wird nun eine
zweite Dekorlage 7 auf die Metallschicht 5 bzw. die frei-
liegenden Zonen 9 der Funktionsschicht 2 vollflachig auf-
gebracht, so dass das in Fig. 3d gezeigte Zwischenpro-
dukt 300d erhalten wird. Die zweite Dekorlage 7 umfasst
wenigstens eine Schicht aus einem photoaktivierbaren
Resist, vorzugsweise zwei oder mehrere photoaktivier-
bare, unterschiedlich eingefarbte Schichten, und wirkt
dabei gleichzeitig als Ausgleichsschicht, die die H6hen-
unterschiede aufgrund des teilweisen Entfernens der
Metallschicht 5 und der Replizierschicht 4 ausgleicht.
Wie auch beim Mehrschichtkorper 100 verbleibt die zwei-
te Dekorlage 7 teilweise im fertigen Mehrschichtkorper
und Ubernimmt dort eine optische Funktion. Die zweite
Dekorlage 7 umfasst daher wenigstens eine Schicht, die
mit Farbstoffen, Pigmenten, UV-aktiven Substanzen,
Nanopartikeln oder dergleichen eingefarbt ist.

[0130] Im Zwischenprodukt 300d ist die von der ver-
bleibenden Dekorlage 3 und der Metallschicht 5 gebilde-
te Zone 8 intransparentfir die zur Belichtung des Resists
der zweiten Dekorlage 7 verwendete elektromagneti-
sche Strahlung. Analog zur Herstellung des Mehrschicht-
kérpers 100 kann nun also eine Belichtung des Resists
der zweiten Dekorlage 7 von der Seite der Tragerfolie
her erfolgen und der Resist anschlieRend auf die bereits
beschriebene Art entwickeltwerden. Da die verbleibende
Dekorlage 3 zusammen mit der Metallschicht 5 als Mas-
ke wirkt, wird der Resist also nur in der Zone 9 belichtet.
Bei der Verwendung eines positiven Resists wird der Re-
sistalso in der Zone 9 wahrend der Entwicklung abgel6st,
so dass er nur dort, wo er direkt auf der Metallschicht 5
aufliegt, erhalten bleibt.

[0131] Um zum fertigen Mehrschichtkérper 300 zu ge-
langen, wird die Zone 9, in welchem der Resist der zwei-
ten Dekorlage 7 entfernt wurde, mit einer Ausgleichs-
schicht 10 versehen, um die H6henunterschiede auszu-
gleichen. Optional kann noch eine vernetzte, transparen-
te Siegelschicht 14 auf die der Tragerfolie 1 abgewandte
Seite des Mehrschichtkérpers 300 aufgetragen werden,
um dessen Oberflache vor mechanischer Beschadigung
zu schitzen.

[0132] Auchmitdiesem Verfahrenwird also eine Struk-
tur aus drei passergenauen Schichten, namlich der ers-
ten Dekorlage 3, der Metallschicht 5 und der zweiten De-
korlage 7 erhalten. Da eine externe Maske lediglich zur
Strukturierung der Metallschicht 5 verwendet wird, die
anschlieBend als Maske zur Entfernung der Replizier-
schicht in der Zone 8 bzw. zur Belichtung des Resists
der zweiten Dekorlage 7 in der Zone 8 dient, treten die
eingangs beschriebenen Probleme bei der Verwendung
von Masken hier nicht auf. Die verbleibenden Zonen8
der ersten Dekorlage 3 und der zweiten Dekorlage 7 ent-
stehen notwendigerweise rastergenau zur Metallschicht
5.

[0133] Fig. 4d zeigt einen weiteren Mehrschichtkdrper
400, der durch eine Variante des Verfahrens hergestellt
wird. Die Verfahrensschritte und Zwischenprodukte
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400a, 400b und 400c sind in den Figuren 4a bis 4c ge-
zeigt.

[0134] Der Mehrschichtkérper 400 unterscheidet sich
von dem in Fig. 1a gezeigten Mehrschichtkérper 100 le-
diglich dadurch, dass die zweite Dekorlage 7 in einem
ersten Teilbereich von einer photoaktivierbaren Resist-
schicht gebildet ist und in einem zweiten Teilbereich von
einem partiell aufgebrachten Atz-Resistschicht. In dem
zweiten Teilbereich kann die Dekorlage 3 wie auch im
ersten Teilbereich erste Zonen 8 und/oder zweite Zonen
9 aufweisen.

[0135] Indem ersten Teilbereich entspricht der Aufbau
des Mehrschichtkérpers 400 dem Mehrschichtkorper
100 in den Fig. 1a bis 1d und es werden auch die dort
beschriebenen Verfahrensschritte ausgefiihrt, um einen
Mehrschichtkérper 400 herzustellen, wie er in Fig. 4d im
ersten Teilbereich gezeigt ist. Abweichend zum Mehr-
schichtkérper 100 ist nun der zweite Teilbereich vorge-
sehen, inwelchem anstatt der photoaktivierbaren Resist-
schicht 6 eine Atz-Resistschicht 15 partiell aufgebracht
wird. Das Motiv bzw. die duRere Form der Atz-Resist-
schicht 15 soll das Motiv bzw. die duere Form der zu
erzielenden partiellen Metallisierung bestimmen. Die
Atz-Resistschicht 15 kann beispielsweise aus einem
PVC-basierenden Lack bestehen und mittels Pigmenten
und/oder Farbstoffen eingefarbt sein oder farblos trans-
parent oder transluzent sein.

[0136] Nach dem Entwickeln der photoaktivierbaren
Resistschicht wird die Metallschicht5 in der zweiten Zone
9 durch ein Atzmittel entfernt. Dies ist dadurch méglich,
weil in der zweiten Zone 9 die Metallschicht 5 nicht durch
die als Atzmaske dienende entwickelte Resistschicht 6
im ersten Teilbereich sowie der ebenfalls als Atzmaske
dienenden Atz-Resistschicht 15 im zweiten Teilbereich
vor dem Angriff des Atzmittels geschiitzt ist. Bei dem
Atzmittel kann es sich beispielsweise um eine Séure oder
Lauge handeln, beispielsweise NaOH (Natriumhydro-
xyd) oder Na,CO3 (Natriumcarbonat) in einer Konzent-
ration von 0,05% bis 5%, bevorzugt von 0,3% bis 3%.
Auf diese Weise werden die in Figur 4b gezeigten Berei-
che der Metallschicht 5 ausgebildet.

[0137] Im n&chsten Schritt werden die erhalten geblie-
benen Bereiche der Resistschicht 6 ebenfalls noch ent-
fernt ("strippen”). Dabei bleibt jedoch die Atz-Resist-
schicht 15 auf der Metallschicht 5 erhalten.

[0138] Auf diese Weise kann also die Metallschicht 5
ohne zusatzlichen technologischen Aufwand im ersten
Teilbereich registergenau zu den durch die Lackschicht
31 definierten ersten und zweiten Zonen 8 und 9 und im
zweiten Teilbereich registergenau zu der Atz-Resist-
schicht 15 strukturiert werden.

[0139] Wiein Fig. 1c wird nunin Fig. 4c im ersten Teil-
bereich eine weitere, zweite Dekorlage 7 auf die von der
strukturierten Schicht 5 bedeckten Zonen 8 und auf die
von der strukturierten Schicht 5 nicht bedeckten Zonen
9 der Replizierschicht 4 aufgetragen. Die zweite Dekor-
lage 7 umfasst dabei zumindest eine zweite photoakti-
vierbare Resistschicht. Vorzugsweise weist die zweite
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Dekorlage 7 zwei oder mehrere, insbesondere unter-
schiedlich eingefarbte zweite Resistschichten auf. Die
zweiten Resistschichten kdnnen hierbei auch musterfor-
mig aufgedruckt werden. Die im zweiten Teilbereich noch
vorhandene Atz-Resistschicht 15 bildet dabei ebenfalls
einen Teil der Dekorlage 7 aus.

[0140] Alternativdazu kann das Aufbringen der Dekor-
lage 7 im ersten Teilbereich auch entfallen, sodass im
ersten Teilbereich die Metallschicht 5 ohne Beschichtung
vorliegtund im zweiten Teilbereich mitder aufgebrachten
Atz-Resistschicht 15. Dadurch kann beispielsweise eine
Einfarbung der Metallschicht 5 mittels eingefarbtem Atz-
Resistschicht 15 nur im zweiten Teilbereich erfolgen und
im ersten Teilbereich liegt die Metallschicht 5 zwar regis-
tergenau zur ersten Dekorlage vor, ist jedoch auf der der
ersten Dekorlage abgewandten Seite nicht eingefarbt
und im Falle von Aluminium silbern glanzend reflektie-
rend.

[0141] Wie bzgl. Fig. 1c und 1d beschrieben, wird die
Dekorlage 7 im ersten Teilbereich belichtet, entwickelt
und partiell entfernt.

[0142] Wie in Fig. 1d gezeigt, wird auch bei dem in
Figur 4d dargestellten Mehrschichtkérper 400 aus der in
Figur 4c dargestellten Fertigungsstufe 400c des Mehr-
schichtkérpers 400 gebildet, indem eine Ausgleichs-
schicht 10 auf die in der ersten Zone 8 angeordnete, frei-
liegende zweite Dekorlage 7 sowie auf die in der zweiten
Zone 9 angeordnete, durch Entfernen der Metallschicht
5und der ersten 6 und zweiten Resistschichtfreiliegende
Replizierschicht 4 aufgebracht wird. Der Auftrag der Aus-
gleichsschicht 10ist hier vollflachig vorgesehen. Die Aus-
gleichsschicht 10 kann ein- oder mehrschichtig ausge-
fuhrt sein oder auch entfallen. Es ist méglich, dass auf
die von der Tragerlage abgekehrte Seite der Ausgleichs-
schicht 10 eine (hier nicht gezeigte) Haftvermittlungs-
schicht (Klebeschicht) aufgetragen wird, die auch in sich
mehrschichtig ausgebildet sein kann.

Bezugszeichenliste

[0143]

1 Tragerfolie

2 funktionelle Schicht
3 erste Dekorlage
4 Replizierschicht

5 Metallschicht

6 Resistschicht

7 zweite Dekorlage
8 erste Zone

9 zweite Zone

10 Ausgleichsschicht
11 erste Seite

12 zweite Seite

13 Maske

14 Siegelschicht
15 Atzresistschicht
31 erste Lackschicht (von 3)
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32 zweite Lackschicht (von 3)

100  Mehrschichtkérper

200  Mehrschichtkérper

300 Mehrschichtkorper

400  Mehrschichtkorper

Patentanspriiche

1. VerfahrenzurHerstellung eines Mehrschichtkorpers

2,

(100, 200, 300), insbesondere eines optischen Si-
cherheitselements oder eines optischen Dekorele-
ments, wobei bei dem Verfahren:

a) auf eine Tragerlage eine ein- oder mehr-
schichtige erste Dekorlage (3) aufgebracht wird;
b) mindestens eine Metallschicht (5) auf der der
Tragerlage abgewandten Seite der ersten De-
korlage (3) aufgebracht wird,

c) die mindestens eine Metallschicht (5) derart
strukturiert wird, dass die Metallschicht (5) in ein
oder mehreren ersten Zonen (8) des Mehr-
schichtkérpers (100, 200, 300) in einer ersten
Schichtdicke vorgesehen ist und in ein oder
mehreren zweiten Zonen (9) des Mehrschicht-
korpers (100, 200, 300) in einer von der ersten
Schichtdicke unterschiedlichen zweiten
Schichtdicke vorgesehen ist, wobei insbeson-
dere die zweite Schichtdicke gleich null ist;

d) auf der der ersten Dekorlage (3) abgewand-
ten Seite der Metallschicht (5) eine ein- oder
mehrschichtige zweite Dekorlage (7) aufge-
bracht wird;

dadurch gekennzeichnet, dass

e) die erste und/oder zweite Dekorlage (7) unter
Verwendung der Metallschicht (5) als Maske in
einem ersten Bereich des Mehrschichtkorpers
derart strukturiert wird, dass die erste (3) bzw.
zweite Dekorlage (7) in den ersten (8) oder zwei-
ten Zonen (9) zumindest teilweise entfernt wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste (3) und die zweite Dekorlage (7) unter
Verwendung der Metallschicht (5) als Maske in dem
ersten Bereich derart strukturiert wird, dass die erste
(3) und zweite Dekorlage (7) jeweils in den ersten
(8) oder zweiten Zonen (9) zumindest teilweise ent-
fernt werden oder dass die Metallschicht (5) unter
Verwendung der ersten (3) oder zweiten Dekorlage
(7) als Maske strukturiert wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass in Schritt c) eine mittels elektromagnetischer
Strahlung aktivierbare erste Resistschicht (6) aufdie
derersten Dekorlage (3) abgewandten Seite der Me-
tallschicht (5) aufgebracht wird und dass die erste
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Resistschicht (6) unter Verwendung einer Belich-
tungsmaske mittels besagter elektromagnetischer
Strahlung belichtet wird.

Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die zweite Dekorlage (7) eine oder mehrere
zweite mittels elektromagnetischer Strahlung akti-
vierbare, gefarbte Resistschichten umfasstund dass
in Schritt e) die eine oder mehreren zweiten, gefarb-
ten Resistschichten mittels besagter elektromagne-
tischer Strahlung von der Seite der Tragerlage her
belichtet wird, wobei die Metallschicht (5) als Belich-
tungsmaske dient, wobei die eine oder mehreren
zweiten, gefarbten Resistschichten insbesondere
mindestens zwei unterschiedliche Farbmittel oder
Farbmittel unterschiedlicher Konzentration enthal-
tende Resistschichten umfassen, und wobei insbe-
sondere ein oder mehrere der ein oder mehreren
zweiten, gefarbten Resistschichten mittels eines
Druckverfahrens jeweils musterférmig aufgebracht
werden, und insbesondere ein erstes Motiv ausbil-
den.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Resistschicht (6) in Schritt ¢) von Sei-
ten der Tragerlage her belichtet wird, wobei die Mas-
ke zum Belichten der ersten Resistschicht (6) durch
die erste Dekorlage (3) gebildet wird, wobei die erste
Dekorlage (3) senkrecht zur Ebene der Tragerlage
gesehen in dem ersten Bereich in den ein oder meh-
reren ersten Zonen (8) einen ersten Transmissions-
grad und in den ein oder mehreren zweiten Zonen
(9) einen im Vergleich zu dem ersten Transmissi-
onsgrad groReren zweiten Transmissionsgrad auf-
weist, wobei sich die besagten Transmissionsgrade
auf eine elektromagnetische Strahlung mit einer fiir
eine Photoaktivierung der ersten Resistschicht (6)
geeigneten Wellenlange beziehen.

Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Dekorlage (3) eine oder mehrere ins-
besondere farbige erste Lackschichten umfasst, die
in dem ersten Bereich in den ein oder mehreren ers-
ten Zonen (8) mit einer ersten Schichtdicke und in
den ein oder mehreren zweiten Zonen (9) entweder
nicht oder mit einer im Vergleich zu der ersten
Schichtdicke kleineren zweiten Schichtdicke ange-
ordnet werden, so dass die erste Dekorlage (3) ins-
besondere in dem ersten Bereich in den ein oder
mehreren ersten Zonen (8) den besagten ersten
Transmissionsgrad und in den ein oder mehreren
zweiten Zonen (9) den besagten zweiten Transmis-
sionsgrad aufweist, wobei die eine oder mehreren
ersten Lackschichten insbesondere mittels eines
Druckverfahrens musterférmig aufgebracht werden.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Resistschicht (6) in Schritt c) von der
der Tragerlage abgewandten Seite her belichtet
wird, wobei zum Belichten der ersten Resistschicht
(6) eine Maske (13) zwischen der ersten Resist-
schicht (6) und einer Lichtquelle, die zum Belichten
eingesetzt wird, angeordnet wird, wobei die Maske
senkrechtzur Ebene der Tragerlage gesehenindem
ersten Bereich in den ein oder mehreren ersten Zo-
nen (8) einen ersten Transmissionsgrad und in den
ein oder mehreren zweiten Zonen (9) einen im Ver-
gleich zu dem ersten Transmissionsgrad grofReren
zweiten Transmissionsgrad aufweist, wobei sich die
besagten Transmissionsgrade auf eine elektromag-
netische Strahlung mit einer fiir eine Photoaktivie-
rung der ersten Resistschicht (6) geeigneten Wel-
lenldnge beziehen.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass Schritt ¢) nach Schritt d) durchgefiihrt wird und
in Schritt ¢) die Metallschicht (5) unter Verwendung
der zweiten Dekorlage (7) als Maske, insbesondere
durch Aufbringen eines Atzmittels und Entfernen der
nichtdurch die Maske geschiitzten Bereiche der Me-
tallschicht (5), strukturiert wird und dass in Schritt e)
die erste Dekorlage (3) unter Verwendung der Me-
tallschicht (5) als Maske, insbesondere durch Auf-
bringen eines LOsungsmittels und Entfernen der
nicht von der Maske geschitzten Bereiche der ers-
ten Dekorlage (3), strukturiert wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste (3) und/oder zweite Dekorlage (7) ei-
ne Replizierlackschicht umfasst, in welche ein Ober-
flachenrelief abgeformt ist, und/oder dass in die der
ersten Dekorlage (3) zugewandte Oberflache der
Tragerlage ein Oberflachenrelief abgeformt ist, wel-
ches insbesondere eine diffraktive Struktur umfasst,
insbesondere ein Hologramm, ein Kinegram®, ein
Lineargitter oder ein Kreuzgitter, eine Beugungs-
struktur Nullter Ordnung oder ein Blaze-Gitter um-
fasst, eine refraktive Struktur umfasst, insbesondere
ein Mikrolinsenfeld oder eine retroreflektierende
Struktur, eine optische Linse oder eine Freiformfla-
chen-Struktur umfasst, und/oder eine Mattstruktur
umfasst, insbesondere eine isotrope oder anisotro-
pe Mattstruktur umfasst.

Claims

Method for the production of a multilayer body (100,
200, 300), in particular an optical security element
or an optical decorative element, wherein in the

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

18

method:

a)amonolayer or multilayer first decorative layer
(3) is applied to a carrier layer;

b) at least one metal layer (5) is applied to the
side of the first decorative layer (3) which is fac-
ing away from the carrier layer;

c) the at least one metal layer (5) is structured
in such a way that the metal layer (5) is provided
in one or more first zones (8) of the multilayer
body (100, 200, 300) in a first layer thickness
and is provided in one or more second zones
(9) of the multilayer body (100, 200, 300) in a
second layer thickness which is different from
the first layer thickness, wherein, in particular,
the second layer thickness is equal to zero;

d) a monolayer or multilayer second decorative
layer (7) is applied to the side of the metal layer
(5) which is facing away from the first decorative
layer (3);

characterised in that

e) the first and/or second decorative layer (7)
using the metal layer (5) as a mask is structured
in a first region of the multilayer body in such a
way that the first (3) or second decorative layer
(7) is at least partially removed in the first (8) or
second (9) zones.

Method according to claim 1,

characterised in that

thefirst (3) and the second decorative layers(7) using
the metal layer (5) as a mask are structured in the
first region in such a way that the first (3) and second
decorative layers(7) are both at least partially re-
moved in the first (8) or second zones (9) or the metal
layer (5) using the first (3) or second decorative layer
(7) is structured as a mask.

Method according to claim 1 or 2,

characterised in that,

in step c), a first resist layer (6), which is able to be
activated by means of electromagnetic radiation, is
applied to the side of the metal layer (5) which is
facing away from the first decorative layer (3), and
the first resist layer (6) using the exposure mask is
exposed by means of said electromagnetic radiation.

Method according to claim 3,

characterised in that

the second decorative layer (7) comprises one or
more second coloured resist layers which are able
to be activated by means of electromagnetic radia-
tion and in step e), the one or more second coloured
resist layers are exposed by means of said electro-
magnetic radiation from the side of the carrier layer,
wherein the metal layer (5) serves as an exposure
mask, wherein the one or more second coloured re-
sist layers comprise, in particular, at least two differ-
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ent colouring agents or resist layers containing col-
ouring agentsin different concentrations, and where-
in, in particular, one or more of the one or more sec-
ond coloured resist layers are applied in a pattern
by means of a printing method, and, in particular,
form a first design.

Method according to one of claims 3 or 4,
characterised in that

the first resist layer (6) in step c) is exposed from
sides of the carrier layer, wherein the mask is formed
to expose the first resist layer (6) through the first
decorative layer (3), wherein the firstdecorative layer
(3),seen perpendicularly to the plane of the carrier
layer, in the first region in the one or more first zones
(8), has a first transmission factor and in the one or
more second zones (9) has a second transmission
factor which is larger than the first transmission fac-
tor, wherein said transmission factors relate to elec-
tromagnetic radiation with a wavelength which is
suitable for photoactivation of the first resist layer (6).

Method according to claim 5,

characterised in that

the first decorative layer (3) comprises one or more,
in particular coloured, first lacquer layers which are
arranged in the first region in the one or more first
zones (8) with a first layer thickness and in the one
or more second zones (9) either without or with a
second layer thickness which is smaller than the first
layer thickness such that the first decorative layer
(3) in particular in the first region in the one or more
first zones (8) has said first transmission factor and
in the one or more second zones (9) has said second
transmission factor, wherein the one or more first
lacquer layers are applied in a pattern in particular
by means of a printing method.

Method according to one of claims 3 or 4,
characterised in that

the first resist layer (6) in step c) is exposed from the
side facing away from the carrier layer, wherein, in
order to expose the first resist layer (6), a mask (13)
is arranged between the first resist layer (6) and a
light source which is used for exposure, wherein the
mask, seen perpendicularly to the plane of the carrier
layer, in the first region in the one or more first zones
(8) has a first transmission factor and in the one or
more second zones (9) has a second transmission
factor which is larger than the first transmission fac-
tor, wherein said transmission factors relate to elec-
tromagnetic radiation with a wavelength which is
suitable for photoactivation of the first resist layer (6).

Method according to claim 1 or 2,

characterised in that

step c) to step d) are carried out and in step c), the
metal layer (5) using the second decorative layer (7)
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is structured as a mask, in particular by applying an
etching agent and removing the regions of the metal
layer (5) which are not protected by the mask, and
instep e), the first decorative layer (3) using the metal
layer (5) as a mask is structured, in particular, by
applying a solvent and removing the regions of the
decorative layer (3) which are not protected by the
mask.

Method according to one of the preceding claims,
characterised in that

the first (3) and/or second (7) decorative layer com-
prises areplication lacquerlayer into which a surface
relief is moulded, and/or a surface relief is moulded
into the surface of the carrier layer facing towards
the first decorative layer (3), said surface relief in
particular comprising a diffractive structure, in par-
ticular comprising a hologram, a kinegram®, a linear
grid or a cross grid, a zero-order diffraction structure
or ablazed grating, comprising a refractive structure,
in particular comprising a microlens array or a retro-
reflective structure, an optical lens or a freeform sur-
face structure, and/or comprising a matt structure,
in particular comprising an isotropic or anisotropic
matt structure.

Revendications

Procédé de production d’un corps multicouche (100,
200, 300), en particulier d’'un élément de sécurité
optique ou d’un élément décoratif optique, dans le-
quel dans le procédé :

a) une premiére feuille décorative (3) monocou-
che ou multicouche est appliquée sur une feuille
de support ;

b) au moins une couche métallique (5) est ap-
pliquée sur le coté détourné de la feuille de sup-
port de la premiére feuille décorative (3) ;

c) I'au moins une couche métallique (5) est
structurée de telle sorte que la couche métalli-
que (5)soit prévue dans une ou plusieurs pre-
mieres zones (8) du corps multicouche (100,
200, 300) dans une premiére épaisseur de cou-
che et soitprévue dans une ou plusieurs deuxie-
mes zones (9) du corps multicouche (100, 200,
300) dans une deuxieme épaisseur de couche
différente de la premiere épaisseur de couche,
danslequel en particulier ladeuxiéme épaisseur
de couche est égale a zéro ;

d) sur le c6té détourné de la premiere feuille
décorative (3) de la couche métallique (5) est
appliquée une deuxieéme feuille décorative (7)
monocouche ou multicouche ;

caractérisé en ce que

e) la premiere et/ou deuxieme feuille décorative
(7) est structurée en utilisant la couche métalli-
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que (5) comme masque, dans un premier sec-
teur du corps multicouche de telle sorte que la
premiére (3) ou la deuxieme feuille décorative
(7) soit enlevée au moins partiellement dans les
premiére (8) et deuxieme zones (9).

Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que

la premiere (3) et la deuxieme feuille décorative (7)
sont structurées en utilisant la couche métallique (5)
comme masque dans le premier secteur, de telle
sorte que les premiere (3) et deuxiéme feuilles dé-
coratives (7) soient enlevées respectivement dans
les premiere (8) ou deuxieme zones (9) ou que la
couche métallique (5) soit structurée en utilisant les
premiere (3) ou deuxiéme feuilles décoratives (7)
comme masque.

Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que

dans I'étape c), une premiere couche de réserve (6)
pouvant étre activée au moyen d’un rayonnement
électromagnétique est appliquée sur le coté détour-
né de la premiére feuille décorative (3) ou de la cou-
che métallique (5) et en ce que la premiére couche
de réserve (6) est exposée en utilisant un masque
d’exposition au moyen dudit rayonnement électro-
magnétique.

Procédé selon la revendication 3,

caractérisé en ce que

la deuxiéme feuille décorative (7) comprend une ou
plusieurs deuxiémes couches de réserve colorées,
pouvant étre activées au moyen d’un rayonnement
électromagnétique et en ce que, a I'étape e), 'une
ou plusieurs deuxiémes couches de réserve colo-
rées sont exposées au moyen dudit rayonnement
électromagnétique du cété de la feuille de support,
dans lequel la couche métallique (5) sert de masque
d’exposition, dans lequel I'une ou plusieurs deuxie-
mes couches de réserve colorées comprennent des
couches de réserve contenant en particulier au
moins deux colorants différents ou colorants en con-
centrations différentes, et dans lequel en particulier,
une ou plusieurs des une ou plusieurs deuxiemes
couches de réserve colorées sont appliquées au
moyen d’un procédé d’impression, respectivement
sous la forme d’un dessin, et en particulier forment
un premier motif.

Procédé selon 'une des revendications 3 ou 4,
caractérisé en ce que

la premiére couche de réserve (6) a I'étape c) est
exposée du coté de la feuille de support, dans lequel
le masque d’exposition de la premiére couche de
réserve (6) est formé par la premiére feuille décora-
tive (3), dans lequel la premiére feuille décorative (3)
visualisée perpendiculairement au plan de la feuille
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de support dans le premier secteur dans les une ou
plusieurs premiéres zones (8) présente un premier
degré de transmission et dans les une ou plusieurs
deuxiemes zones (9), un deuxieme degré de trans-
mission plus grand par rapport au premier degré de
transmission, dans lequel lesdits degrés de trans-
mission se rapportent a un rayonnement électroma-
gnétique avec une longueur d’ondes appropriée
pour une photo-activation de la premiére couche de
réserve (6).

Procédé selon la revendication 5,

caractérisé en ce que

la premiére feuille décorative (3) comprend une ou
plusieurs premieres couches de vernis en particulier,
colorées, qui sont disposées dans le premier secteur
dans l'une ou plusieurs premiéres zones (8) ayant
une premiére épaisseur de couche et dans l'une ou
plusieurs deuxiemes zones (9) ayant ou non une
deuxiéme épaisseur de couche plus petite par rap-
portala premiére épaisseur de couche de telle sorte
que la premiere feuille décorative (3) présente en
particulier dans le premier secteur dans I'une ou plu-
sieurs premiéres zones (8), ledit premier degré de
transmission et dans 'une ou plusieurs deuxiémes
zones (9), ledit deuxiéme degré de transmission,
dans lequel 'une ou plusieurs premiéres couches
de vernis sont appliquées sous la forme d’un dessin
au moyen d’un procédé d’impression.

Procédé selon I'une des revendications 3 ou 4,
caractérisé en ce que

la premiére couche de réserve (6) a I'étape c) est
exposée du coté détourné de la feuille de support,
dans lequel pour I'exposition de la premiere couche
de réserve (6), un masque (13) est disposé entre la
premiere couche de réserve (6) et une source de
lumiére qui est utilisée pour I'exposition, dans lequel
le masque visualisé perpendiculairement au plan de
la feuille de support dans le premier secteur dans
les une ou plusieurs premiéres zones (8) présente
un premier degré de transmission et dans les une
ou plusieurs deuxiémes zones (9), un deuxiéme de-
gré de transmission plus grand par rapport au pre-
mier degré de transmission, dans lequel lesdits de-
grés de transmission se rapportent a un rayonne-
ment électromagnétique avec une longueur d’ondes
appropriée pour une photo-activation de la premiére
couche de réserve (6).

Procédé selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que

I’étape c) est réalisée apres I'étape d) et a I'étape c),
la couche métallique (5) est structurée en utilisant la
deuxieme feuille décorative (7) comme masque, en
particulier par application d’'un agent de gravure et
en enlevant les secteurs de la couche métallique (5)
non protégés par le masque et en ce que a I'étape
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e), la premiére feuille décorative (3) est structurée
en utilisant la couche métallique (5) comme masque,
en particulier par I'application d’un solvant et en en-
levant les secteurs de la premiere feuille décorative
(3) non protégés par le masque.

Procédé selon I'une des revendications précéden-
tes,

caractérisé en ce que

la premiére (3) et/ou deuxieme feuille décorative (7)
comprend une couche de vernis de reproduction
dans laquelle un relief superficiel est fagonné, et/ou
en ce que sur la surface de la feuille de support
tournée vers la premiére feuille décorative (3), un
relief superficiel est fagonné, qui comprend en par-
ticulier une structure diffractive, en particulier, un ho-
logramme, un Kinegram®, un réseau linéaire ou un
réseau croisé, une structure de diffraction d’ordre
zéroou un réseau échelette, une structure réfractive,
en particulier un réseau de microlentilles ou une
structure rétro-réfléchissante, une lentille optique ou
une structure superficielle de forme quelconque,
et/ou une structure mate, en particulier une structure
mate isotrope ou anisotrope.
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